www.elettronica-plus.it 


FIERA MILANO 
MEDIA 


FEBBRAIO 2019 


■71 


LA COPERTINA 

di 

Realtà virtuale e aumentata: 
dalle parale ai fatti 


Connettori per backplane 
ad alta velocità 


1 II. I j II I I . | | | > # • | J' ./ 

Il' jyji/'vmvrms | k 



REALTA VIRTUALE E AUMENTATA: 

DALLE PAROLE Al FATTI 



MOUSER 

ELECTRONICS 


















PER ORDINI SUPERIORI 
A€ 50/$60 USD* 


DEL SETTORE | DISTRIBUTORE IN FRANCHISING AL 100% 


OLTRE 7,4 MILIONI DI 


PRODOTTI ONLINE 


OLTRE 750 


FORNITORI 


LEADER 


'Un costo di spedizione pari a € 18,00 sarà aggiunto su tutti gli ordini inferiori a € 50,00. Un costo di spedizione pari a $22,00 USD sarà aggiunto su tutti gli ordini inferiori a $60,00 USD. Tutti gli ordini sono spediti 
tramite UPS, Federai Express o DHL per la consegna entro 1-3 giorni (in funzione della destinazione finale). Nessun costo fisso. Tutti i prezzi sono in Euro o dollari USA. Digi-Key è un distributore in franchising di 
tutti i partner fornitori. Nuovi prodotti aggiunti ogni giorno. Digi-Key e Digi-Key Electronics sono marchi registrati di Digi-Key Electronics negli USA e in altri paesi. © 2019 Digi-Key Electronics, 701 Brooks Ave. South, 
Thief River Falls, MN 56701, USA 

Seda 

MEMBER 




















□ ANALOG 
DEVICES 

AHEAD OFWHAT'S POSSIBLE™ 


IL PORTAFOGLIO DI 
ANALOG DEVICES SUL 
POWER MANAGEMENT VI 
PERMETTE DI AFFRONTARE 
LE SFIDE PIÙ IMPEGNATIVE 
PER LALIMENTAZIONE. 

Ora potete arrivare sul mercato più 
velocemente con tutto quello che 
vi serve per rilasciare soluzioni 
altamente innovative con un reale 
vantaggio competitivo. 

Power by Linear™ vi fornisce: 
► Prestazioni leader del settore 
► Massima affidabilità 
► Altissima qualità 
► Nessuna obsolescenza 
► Servizio e supporto di alto livello 


LA 

SOLUZIONE 

PER 

LALIMENTAZIONE 

DEFINITIVA 



0©OO 

#PowerByLinear 


ESPLORA IL PORTAFOGLIO COMBINATO DI ADI E LTC 

analog.com/power 





Più velocità di progettazione 
con il nostro completo ecosistema 

Abbiamo ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno 

Cerchi il percorso più veloce, più semplice e a basso rischio, dal prototipo alla 
produzione? Microchip ti offre un completo supporto alla progettazione per ogni stadio 
di avanzamento del tuo progetto, grazie ad un completo ecosistema di sviluppo. 

• Realizza rapidamente prototipi con un intuitivo ambiente di progettazione e debug 

• Avvia rapidamente il tuo progetto con schemi di riferimento e hardware 
application-specific 

• Riduci i rischi con strumenti collaudati e software testato professionalmente 

Qualunque siano le tue esigenze, ti offriamo un completo supporto alla progettazione, 
qualunque sia lo stadio della progettazione. 



Avvia subito il tuo sviluppo su 
www.microchip.com/Ecosystem 

© 





Il nome e logo Microchip, e il logo Microchip sono marchi industriali registrati di Microchip Technology Incorporated negli U.S.A. e altri Stati. Tutti gli altri marchi 
industriali appartengono ai rispettivi titolari. 

© 2019 Microchip Technology Ine. Tutti i diritti riservati. DS30010185A. MEC2229lta01/19 

Microchip 






EMBEDDED 71 I FEBBRAIO’19 I SOMMARIO 


SI PARLA DI ... 

EDITORIALE 

LA COPERTINA DI EMBEDDED 

Realtà virtuale e aumentata: dalle parole ai fatti - Mark Patrick 

IN TEMPO REALE 

Supporto della virtualizzazione sicura per i processori applicativi NXP serie i.MX 8 

e 8X - Alessandro Nobile 

Soluzione per il debug del software su protocollo XCP - Emanuele Dal Lago 

Kit di valutazione Microchip SAM LIO e SAM L11 per applicazioni loT - Alessandro Nobile 

Soluzioni embedded modulari - Emanuele Dal Lago 

Mercato embedded: forte focus su sistemi automotive e guida autonoma - Giorgio Fusari 
Quando la periferia diventa “intelligente” - Alessandro Nobile 

SPECIALE 

Connettori per backplane ad alta velocità - Lucio Pellizzari 

HARDWARE 

Ibridizzazione: prospettive per le automobili prossime venture - Achim GroB 
Schede mezzanino e FPGA, un rapporto sempre più stretto - Giorgio Fusari 

SOFTWARE 

Controllo in reai time su processori multi-core: il ruolo del sistema operativo - John Blevins 
Progettare aeromobili non pilotati sicuri ed economici - Alex Wilson 



Sia la realtà virtuale sia la realtà aumen¬ 
tata si sono gradualmente trasformate 
da tecnologie di nicchia a tecnologie 
di massa, adottate in misura sempre 
maggiore nei mercati sia consumer sia 
aziendali. Nel momento in cui la loro 
adozione subirà un’ulteriore accelera¬ 
zione e verranno implementate nuove 
applicazioni, la realtà virtuale e quella 
aumentata assumeranno una rilevanza 
via via crescente nella vita quotidiana. 

Mouser Electronics 

Centro Direzionale Milanofiori 
Strada 1 Palazzo E1 
20090 Assago-MI 
Tel. 02 57506571 
www.mouer.it 
italia@mouser.com 


PRODOTTI 

Prodotti Embedded 


5 


EMBEDDED 71 • FEBBRAIO • 2019 














www.elettronica-plus.it 

www.tech-plus.it 

www.fieramilanomedia.it 


EMBEDEDD 71 


Redazione Carlo Antonelli Direttore Responsabile 
Filippo Fossati Coordinamento Editoriale 
filippo.fossati@fieramilanomedia.it - tei: 02 49976506 

Segreteria di Redazione - eo@fieramilanomedia.it 


Collaboratori: John Blevins, Emanuele Dal lago, Giorgio Fusori, Achim Grolì, 
Alessandro Nobile, Mark Patrick, Antonella Pellegrini, Cucio Pellizzari, Alex Wilson 


Pubblicità Giuseppe De Gasperis Sales Manager 
giuseppe.degasperis@fieramilanomedia.it 
tei: 02 49976527 - fax: 02 49976570-1 
Nadia Zappa Officio Traffico 
nadia.zappa@fieramilanomedia.it - tei: 02 49976534 


International Sales 

U.K. - SCANDINAVIA - NETHERLAND - BELGIUM 
Huson European Media 

Tel +44 1932 564999 - Fax +44 1932 564998 
Website: www.husonmedia.com 
SWITZERLAND - IFF Media 
Tel +41 52 6330884 -Fax+41 52 6330899 
Website: www.iff-media.com 
USA - Huson International Media 
Tel +1 408 8796666 -Fax+1 408 8796669 
Website: www.husonmedia.com 
TAIWAN - Worldwide Service co. Ltd 
Tel +886 4 23251784 -Fax+886 4 23252967 
Website: www.acw.com.tw 


Grafica e fotolito Emmegi Group - Milano 


Aderente a: 


ANES 


ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
EDITORIA DI SETTORE 


Proprietario ed Editore 

Fiera Milano Media 


FIERA MILANO 

MEDIA 


Enio Gualandris • Presidente 

Carlo Antonelli • Amministratore Delegato 

Sede legale • Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 - Milano 

Sede operativa ed amministrativa 

SS. del Sempione, 28 - 20017 Rho (MI) 

tei. +39 02 4997.1 fax +39 02 49976573 - www.tech-plus.it 


Fiera Milano Media è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione n° 11125 del 25/07/2003. 
Tutti i diritti di riproduzione degli articoli pubblicati sona riservati. 

Manoscritti, disegni e fotografie non si restituiscono. 


INSERZIONISTI 


SOCIETÀ PAG. 

ANALOG DEVICES. .3 

ASEM. .31 

CONGATEC. .35 

DIGI-KEY ELECTRONICS. Il COPERTINA 

EUROLINK SYSTEMS. 13 

EUROTECH. IV COPERTINA 

KEVIN SCHURTER. 21 

MC TRONIC. 17 

MESSE FRANKFURT - SPS 2019. Ili COPERTINA 

MICROCHIP TECHNOLOGY. .4 

MOUSER ELECTRONICS. I COPERTINA 


SI PARLA DI... 

ABACO SYSTEMS.36 

AITECH DEFENCE SYSTEMS.36 

AMPLEON.49 

ANNAPOLIS MICRO SYSTEMS.36 

ARROW ELECTRONICS.16-32 

CREDO.28 

DH ELECTRONICS.16 

FARNELL ELEMENT14.15 

GREEN HILLS SOFTWARE.12 

HARWIN.49 

LAUTERBACH.14 

LYNX SOFTWARE TECHNOLOGIES.40 

MARKETSANDMARKETS.18 

MOLEX.28 

MOUSER ELECTRONICS. 8 

NXP SEMICONDUCTORS. 12 

OPEN SOURCE SECURITY.44 

QYRESEARCH.18 

SAMTEC ITALY.28 

TDK CORPORATION.49 

TE CONNECTIVITY.28 

TELEDYNE DALSA.48 

TELEDYNE TECHNOLOGIES..48 

TEXAS INSTRUMENTS.48 

VDC RESEARCH GROUP.18 

VECTOR ELECTRONIC.14 

VIA TECHNOLOGIES.22 

WIND RIVER.44 

WKM.32 

XP POWER.48 


EMBEDDED 71 • FEBBRAIO • 2019 


6 
























































































EDITORIALE 


Sistemi embedded: 

uno sguardo al mercato globale 




^/Research ha di recente pubblicato uno studio esaustivo sul mercato globale dei sistemi 
embedded (intesi come una combinazione di hardware e software finalizzata a garantire un fun¬ 
zionamento ottimale di un dispositivo target) suddiviso per produttori, tipologia, applicazioni e 
regioni geografiche. Si tratta in sintesi di sistemi di tipo application-specific solitamente con vincoli 
di funzionamento in real-time utilizzati in svariate applicazioni: automotive, telecomunicazioni, 
medicali, industriali, consumer, militare & aerospaziale solo per citarne alcuni. Lo studio è stato 
suddiviso tra le componenti hardware e software, dove la prima è nettamente dominante, con 
una quota di mercato pari al 93% nel 2015. Tale situazione non dovrebbe subire sostanziali mutamenti negli anni 
a venire. I più importanti componenti hardware presi in considerazione sono microcontrollori, Dsp, microprocessori, 
circuiti integrati application-specific, schede embedded e altri ancora. Per quanto riguarda la componente software, 
QYResearch ha preso in esame sistemi operativi, tool per lo sviluppo e il collaudo, middleware oltre a tool e software 
di tipo open-source. 

Nel 2015 le applicazioni automotive avevano un ruolo dominante, con una quota pari al 24% e tale situazione 
dovrebbe restare pressoché inalterata nei prossimi anni. D'altra parte, nel settore automotive, le applicazioni sono le 
più svariate: sicurezza, infotainment e controllo del motore, solo per citare le più significative. Senza dimenticare il peso 
crescente dei veicoli elettrici ibridi (Hev) ed elettrici "puri" (Ev). Nell'immediato futuro il tasso di crescita più elevato sarà 
fatto registrare dalle applicazioni nel settore sanitario, che dovrebbe aumentare in misura pari almeno all'8,5% su base 
annua fino al 2021. Buone le prospettive per il mercato consumer entro i prossimi 5 anni, grazie soprattutto a sistemi 
Hvac, forni a microonde e telefoni cellulari. L'industria dei sistemi embedded è moderatamente competitiva e i 10 "top 
player" detengono una quota complessiva pari al 40%. In termini numerici, il mercato globale dei sistemi embedded è 
stato valutato pari a 68,9 miliardi di dollari nel 2017 e dovrebbe toccare quota 105,7 miliardi entro la fine del 2025, 
con un tasso di crescita su base annua pari al 5,5% nel periodo preso in considerazione. 


o Fossati 


filippo.fossati@fieramilanomedia.it 
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Realtà virtuale e aumentata: 
dalle parole ai fatti 

Finalmente all’altezza delle aspettative, queste due tecnologie sono ora utilizzate 
in un gran numero di applicazioni innovative in settori molto diversificati tra di loro 


Mar^Patnc^ 

Mouser Electronics 


l progressi, sempre più rapidi, nei settori dell’e¬ 
lettronica e dell’elaborazione dei dati contribui¬ 
scono a rendere via via più sfumati i confini tra 
il mondo fisico e quello digitale. Al giorno d’oggi, 
tecnologie all’avanguardia come la realtà aumen¬ 
tata e la realtà virtuale, in precedenza appannag¬ 
gio quasi esclusivo dei cosiddetti “early adopters” 
(ovvero coloro che utilizzano le novità prima della 
loro diffusione di massa), stanno diventando sem¬ 
pre più popolari nei mercati consumer e azienda¬ 
le. La velocità, la chiarezza e la qualità dell’espe¬ 
rienza immersiva delle immagini e dei dati forniti 
attraverso visori (headset) e occhiali sono ora così 
elevate che è possibile individuare nuove applica¬ 
zioni su base quasi giornaliera. 

Storicamente, i concetti di realtà virtuale e realtà 
aumentata (VR/AR) hanno origine in un passato 
abbastanza remoto. Il primo brevetto per un di¬ 
spositivo che utilizzava la realtà virtuale è stato 
depositato nel 1962, mentre la realtà aumentata è 
frutto delle ricerche condotte dalla Forze Armate 
statunitensi nei primi anni ‘90. In entrambi i casi, 
l’evoluzione tecnologica è stata ostacolata dalla 
mancanza delle ingenti risorse computazionali 
necessarie per fornire una grafica con una qualità 
sufficiente per conseguire gli scopi prefissati. 

La legge di Moore ha modificato radicalmente tale 
scenario. I miglioramenti delle prestazioni dei 
circuiti integrati, caratterizzate da un incremento 
di tipo esponenziale, hanno portato allo sviluppo 
di nuovi sistemi e componenti come ad esempio 
FPGA (Field Programmable Gate Array) e GPU 
(Graphics Processing Unit), oltre a processori mul¬ 
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ti-core a elevate prestazioni. Tali progressi, abbi¬ 
nati ad altre innovazioni nel campo degli algoritmi 
per l’elaborazione della visione di tipo open source 
e all’integrazione con le risorse presenti nel cloud, 
hanno prodotto un mutamente radicale delle pre¬ 
stazioni delle interfacce HMI (Human-Machine 
Interface). Ora queste due realtà, aumentata e 
virtuale, sono in grado di mantenere le loro pro¬ 
messe. 

Prima di esaminare alcune delle applicazioni VR e 
AR più creative e all’avanguardia nei settori con¬ 
sumer e aziendali, è senza dubbio utile ribadire la 
differenza che intercorre tra le due tecnologie. La 
realtà virtuale è un’esperienza interattiva genera¬ 
ta mediante un computer che si svolge ah’interno 
di un ambiente simulato: l’utente, solitamente at¬ 
traverso un visore, vive un’esperienza immersiva 
completa, totalmente svincolata dal mondo fisico. 
La realtà aumentata, invece, integra elementi 
digitali come grafica e dati all’interno di una vi¬ 
sione dal vivo del mondo reale, spesso utilizzando 
la telecamera presente su smartphone e tablet. 
In tempi più recenti, i sistemi AR più avanzati 
hanno fatto ricorso a occhiali e visori interattivi, 
dove gli oggetti 3D virtuali si trovano all’inter¬ 
no del campo visivo degli utenti che indossavano 
questi prodotti. 

Tra queste due tecnologie, che sono ben distinte 
tra di loro, è la realtà virtuale ad avere conseguito 
una maggiore diffusione sul mercato, soprattutto 
nel settore del gaming e della creatività. I visori 
per la realtà virtuale di solito abbinano display 
HMD (Head Mounted Display, ovvero indossati 
attraverso un casco “ad hoc”) stereoscopici, suo- 
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no stereofonico, oltre a sensori di “head tracking” 
(per monitorare il movimento della testa: in pra¬ 
tica Timmagine si sposta seguendo esattamente i 
movimenti del capo) e di “eye tracking” (per moni¬ 
torare il movimento degli occhi) utilizzati in abbi¬ 
namento con un controllore. 

Probabilmente il dispositivo VR più conosciuto è 
Oculus Rift, realizzato da Oculus VR, una società 
acquisita da Facebook, che è stato introdotto nel 
2016 come il primo visore destinato al mercato 
consumer. Un settore, que¬ 
sto, diventato subito compe¬ 
titivo con prodotti come Vive 
(sviluppato da HTC e Valve), 

Playstation VR di Sony e 
Daydream View di Google in 
lizza per conquistare quote di 
mercato. Le opportunità, d’al¬ 
tra parte, non mancano: se¬ 
condo una ricerca condotta da 
Nvidia, entro il 2021 saranno 
venduti in tutto il mondo cir¬ 
ca 50 milioni di visori per re¬ 
altà virtuale. 

Anche se la maggior parte 
di questi dispositivi saranno 
destinati al mercato dei vide¬ 
ogiochi, la realtà virtuale ha 
trovato impiego in settori di 
nicchia in rapida crescita del 
mondo industriale e aziendale: in questo caso la 
cosiddetta “killer application” (ovvero l’applica¬ 
zione che godrà della maggiore diffusione) sarà 
la formazione. La capacità degli sviluppatori di 
creare ambienti simulati estremamente dettaglia¬ 
ti, accurati e conforme alla realtà rappresenta un 
vantaggio enorme per tutte quelle aziende che de¬ 
vono addestrare e preparare il proprio personale 
ad affrontare determinate situazioni senza espor¬ 
lo a rischi di natura fisica. Ciò è particolarmen¬ 
te importante in campo militare, dove gli eserciti 
di tutto il mondo utilizzano la realtà virtuale per 
espletare attività quali la simulazione di volo e 
l’addestramento al combattimento. 


Un altro settore in cui la realtà virtuale può espri¬ 
mere al meglio le proprie potenzialità è quello 
sanitario. I medici stanno già utilizzando questa 
tecnologia per apprendere il funzionamento dei 
processi biologici alTinterno del corpo umano. Ciò 
può includere modelli dettagliati delle strutture 
del DNA e di funzioni di parti del corpo. La realtà 
virtuale permette di effettuare un apprendimento 
in maniera molto più interattiva rispetto ai tradi¬ 
zionali materiali didattici come i libri di testo. 


In campo medicale, un altro interessante settore 
di applicazione è l’addestramento per le opera¬ 
zioni chirurgiche. Parecchie realtà dispongono di 
piattaforme Saas (Software as a Service) che per¬ 
mettono di effettuare a costi contenuti esperienze 
simulate e scalabili (quindi adattabili in base alle 
necessità) sia a tirocinanti sia a chirurghi qualifi¬ 
cati abbinando la realtà virtuale con riscontri di 
natura aptica. In questo modo i chirurghi possono 
affinare sempre più le loro capacità in un ambien¬ 
te sicuro ed è stato ampiamente dimostrato che un 
approccio di questo tipo risulta molto più economi¬ 
co rispetto a quello tradizionale che prevede l’uso 
di cadaveri. 
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Un settore di ricerca che sta suscitando un cre¬ 
scente interesse è quello legato all’utilizzo della 
realtà virtuale per il trattamento e la cura del do¬ 
lore acuto. A questo proposito sono state svilup¬ 
pate applicazioni mirate al paziente focalizzate al 
miglioramento della terapia del dolore, dove espe¬ 
rienze diversive di svago simulate sono state uti¬ 
lizzate al posto dei tradizionali antidolorifici. 

Se la realtà virtuale è diventata una tecnologia 
matura che sta godendo di una diffusione sempre 
più ampia, la realtà aumentata può essere consi¬ 
derata come una tecnologia agli esordi le cui po¬ 
tenzialità devono essere ancora completamente 
sfruttate. Tentativi in questo senso ce ne sono co¬ 
munque già stati. Accompagnati da una campa¬ 
gna pubblicitaria in grande stile, nel 2013 sono 
stati introdotti i Google Glass, occhiali “intelligen¬ 
ti” formati da una visiera ottica che avvolge il capo 
dell’utente che sono stati successivamente ritirati 
dal mercato un paio di anni dopo per ragioni lega¬ 
te alla privacy e alla sicurezza. Da quel momento 
il processo di adozione della realtà aumentata è 
stato dominato dall’incertezza e le aziende tecno¬ 
logicamente all’avanguardia hanno adottato un 
approccio senza dubbio più pragmatico alla com¬ 
mercializzazione. 


Attualmente, dopo diversi anni di attività di ricer¬ 
ca e sviluppo condotta dietro le quinte, una nuova 
ondata di dispositivi AR ha iniziato a “invadere” il 
mercato. Nel mese di agosto dello scorso anno, per 
esempio, la start-up statunitense Magic Leap ha 
rilasciato la prima versione degli attesissimi Ma¬ 
gic Leap One, occhiali indossabili che sovrappon¬ 


EMBEDDED 71 • FEBBRAIO • 2019 


gono immagini 3D generate tramite computer su 
oggetti appartenenti al mondo reale. Come spie¬ 
gato dai responsabili di Magic Leap, questo visore 
dal costo di circa 2.200 dollari abbina le onde lu¬ 
minose naturali con campi di luce sintetici per ge¬ 
nerare un’esperienza “incredibilmente credibile”. 
Di seguito una rapida sintesi sul principio di fun¬ 
zionamento di questa tecnologia. Nel caso di Magic 
Leap l’esperienza di realtà aumentata è il frutto di 
tre elementi hardware distinti. Il primo è il visore 
stesso, denominato lightwear, che al suo interno 
ospita svariate telecamere, sensori, altoparlanti 
e relè ottici che forniscono la componente visiva 
e quella audio. Il secondo elemento, denominato 
lightpack, è un’unità di elaborazione portatile di 
ridotte dimensioni composta da CPU e GPU che 
si aggancia a una tasca dell’abito dell’utilizzatore 
per garantire la più totale libertà di movimento. 
Il terzo elemento, infine, è un controllore palmare 
con 6 gradi di libertà che fornisce il riscontro di 
tipo aptico in grado di garantire, secondo Magic 
Leap, un’esperienza intuitiva e sensoriale. 

Mentre la maggior parte dell’attenzione sarà inevi¬ 
tabilmente concentrata sul “look and feel” (ovvero 
sull’apparenza visiva e sulle modalità di interazio¬ 
ne) del visore, è l’unità di elaborazione integrata, 
vero e proprio “cuore pulsante” del 
sistema, a garantire prestazioni di 
assoluto rilievo. Le schede tecniche 
redatte da Magic Leap evidenziano 
che il modulo CPU/GPU contiene tre 
processori: una CPU quad-core ARM 
A57, una CPU Denver 2 dual-core e 
una GPU basata su architettura Pa¬ 
scal con 256 core CUDA. Per quanto 
riguarda le risorse di memorizzazio¬ 
ne sono previsti 8 GB di RAM, con 
4 GB disponibili per le applicazioni, 
oltre a 128 GB di memoria interna. 
La batteria a ioni di litio integrata è 
in grado di garantire un’autonomia 
fino a tre ore, mentre la connettività 
è assicurata attraverso collegamenti 
Bluetooth e Wi-Fi. È fuori di dubbio che il lancio di 
Magic Leap One ha attirato l’attenzione del pub¬ 
blico e le numerose recensioni positive da parte 
degli utilizzatori hanno contribuito ad aumentare 
l’interesse nei confronti della realtà aumentata. Le 
prime applicazioni si sono focalizzate sul mondo 
del gaming: in questo caso gli utenti sono in grado 
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di dar vita a battaglie virtuali all’interno delle pro¬ 
prie abitazioni, fondendo in modo omogeneo imma¬ 
gini digitali con ambienti del mondo reale. Per il 
prossimo futuro, Magic Leap guarda con interesse 
al mondo dei professionisti della creatività che sa¬ 
ranno in grado di utilizzare i visori per dar vita alle 
loro sperimentazioni visive. 

Anche se quella appena menzionata può sembrare 
un’applicazione non facilmente comprensibile, vi 
sono esempi in cui la realtà aumen¬ 
tata è stata utilizzata per svolgere 
mansioni pratiche ben definite. Nel 
settore industriale, per esempio, vi 
sono diversi casi d’uso nel settore 
della manutenzione, dove i visori 
AR sono stati impiegati per aiuta¬ 
re i lavoratori nella riparazione di 
complessi pezzi di apparecchiature 
sul campo. La possibilità di acce¬ 
dere a informazioni tecniche tridi¬ 
mensionali all’interno del campo vi¬ 
sivo degli operatori ha consentito di 
espletare i lavori di manutenzione 
in modo più efficiente e tempestivo. 

Una delle aziende che per prima ha adottato que¬ 
sta tecnologia è Thyssenkrupp, il noto conglome¬ 
rato industriale tedesco, che ha sfruttato con esito 
ampiamente positivo la realtà aumentata nelle 
operazioni di installazione e manutenzione di sca¬ 
le mobili e ascensori. In questo caso i lavoratori 
che indossano i visori HoloLens di Microsoft pos¬ 
sono familiarizzare con uno specifico ascensore o 
scala mobile che necessita di una riparazione pri¬ 
ma di recarsi personalmente sul luogo dell’inter¬ 
vento. Utilizzando questa tecnologia, è possibile 
effettuare ingrandimenti di parti specifiche, evi¬ 
denziando disegni e dati tecnici. In questo modo, 
secondo Thyssenkrupp, i tecnici sono preparati al 
meglio per svolgere il proprio lavoro prima di re¬ 
carsi sul luogo dell’intervento. 

Una volta giunti sul posto dove è richiesta la 
loro assistenza, i lavoratori possono utilizzare i 
visori HoloLens per recuperare lo storico prima 
di sfruttarli come guida per effettuare la ripara¬ 
zione effettiva. Secondo l’azienda tedesca, poiché 
la realtà aumentata è una tecnologia “ a mani 
libere”, gli addetti alla manutenzione possono 
svolgere il proprio lavoro in maniera molto più 
efficace rispetto a quanto fosse possibile in pre¬ 
cedenza utilizzando laptop o manuali cartacei. Il 


visore, inoltre, permette anche di effettuare chia¬ 
mate verso un collega che opera in una località 
remota, il quale può collegarsi al campo visivo del 
visore del lavoratore che ha richiesto l’intervento 
e fornire assistenza. 

L’impiego della realtà aumentata in un contesto 
del tipo appena descritto ha avuto effetti molto 
positivi dal punto di vista commerciale, in par- 
ticolar modo per quel che concerne la velocità 
e la flessibilità. Secondo Thys¬ 
senkrupp, lavori di manutenzione 
che in precedenza richiedevano 1 
o 2 ore possono essere completa¬ 
ti, grazie al supporto della realtà 
aumentata, nel giro di 20 minuti. 
Un incremento delle prestazioni 
così sensibile ha prodotto anche un 
cambiamento a livello di modello 
di business, consentendo a Thys¬ 
senkrupp di trasformarsi da un 
tradizionale fornitore di prodotti 
in un fornitore di soluzioni, il che 
comporta indubbi benefici in ter¬ 
mini di redditività. Un modello del 
tipo appena descritto, noto con il termine di “ser- 
vitizzazione”, prevede che una società non si pro¬ 
ponga più come un semplice fornitore di prodotti, 
ma si trasformi in un’entità in grado di fornire 
servizi legati al prodotto, vendendo essenzial¬ 
mente la garanzia che saranno mantenuti deter¬ 
minati livelli per quanto riguarda prestazioni e 
tempi di corretto funzionamento (uptime). 

Da numerosi esempi illustrati in questo articolo 
appare evidente che sia la realtà virtuale sia la re¬ 
altà aumentata si sono gradualmente trasforma¬ 
te da tecnologie di nicchia a tecnologie di massa, 
adottate in misura sempre maggiore nei mercati 
sia consumer sia aziendali. Nel momento in cui 
la loro adozione subirà un’ulteriore accelerazione 
e verranno implementate nuove applicazioni, la 
realtà virtuale e quella aumentata assumeranno 
una rilevanza via via crescente nella vita quoti¬ 
diana. L’attesa potrebbe essere stata lunga, ma 
alla fine queste due tecnologie si sono dimostrate 
all’altezza delle aspettative. 

MOUSER ELECTRONICS 
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 

www. mouser.it 



Mark Patrick, 

Technical Marketing Manager, 
Mouser Electronics 
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Supporto della uirtualizzazione sicura 
per i processori applicatoli l\IKP 
serie i.MX 8 e 8X 


Alessandro Nobile 


Green Hills Software ha annunciato la disponibilità della sua soluzione di virtualizzazione sicura 
INTEGRITY Multivisor per i processori applicativi serie i.MX 8 e 8X di NXP Semiconductors. Per 
la prima volta, i produttori di sistemi critici per il settore automotive e industriale potranno far girare 
sullo stesso processore i.MX 8 sia le applicazioni critiche, sia i sistemi operativi consumer, aU’interno 
di partizioni sicure. Grazie 
all’architettura di separa¬ 
zione certificata del sistema 
operativo in tempo reale IN- 
TEGRITY e alla tecnologia 
di virtualizzazione sicura 
Multivisor, la combinazione 
dei due ambienti sullo stes¬ 
so hardware rimane sicura. 

Con la possibilità di combi¬ 
nare Linux, Android e AU- 
TOSAR con software critici 
su una stessa piattaforma 
hardware basata su i.MX 
8, i produttori potranno 
progettare una piattaforma 
scalabile a criticità mista, 
mediante la quale realiz¬ 
zare soluzioni destinate a 
supportare funzionalità di 
fascia bassa, media o alta. 

Inoltre, questa piattaforma 
combinata riduce i costi dell’hardware e semplifica la complessità del software. I costruttori di auto¬ 
mobili e i relativi fornitori Tier 1 in Nord America, Europa e Asia hanno già scelto la virtualizzazione 
sicura INTEGRITY Multivisor per decine di milioni di veicoli che richiedono la coesistenza sicura 
degli ambienti Linux e Android con applicazioni certificate ASIL, come i cruscotti digitali, le funzio¬ 
nalità telematiche e la guida automatica. Le stesse capacità di virtualizzazione sicura consentono il 
consolidamento sicuro di più funzionalità nei sistemi industriali, facendo coesistere i sistemi operativi 
consumer utilizzati dalle interfacce uomo-macchina (HMI) con le applicazioni critiche certificate se¬ 
condo lo standard industriale IEC 61508. 

Un’integrazione avanzata e... 

INTEGRITY e INTEGRITY Multivisor sono integrati con gli avanzati strumenti di sviluppo qualifica¬ 
ti ASIL D/SIL 4 di Green Hills Software, che comprendono sistemi innovativi come i compilatori CI 
C++, l’ambiente di sviluppo integrato MULTI, il debugger bidirezionale TimeMachine, e il controllore 
di conformità alle specifiche MISRA C. Di conseguenza, gli sviluppatori software possono utilizzare 
strumenti avanzati per ottenere le massime prestazioni dai processori i.MX 8, ridurre i tempi e costi 
di debug e collaudo del software e, quindi, rispettare più facilmente le tempistiche dei loro progetti. Ad 
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MIUTARY GRADE, RUGGED USB DRIVE 

Reinforced USB memory key available in diffe- 
rent capacities. To be used with Amphenol So- 
capex USBFTV receptacle. 
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System in Package (SIP) Technology: water/moisture 
resistance, 

Electrostatic discharge resistant 
Support S.M.A.R.T ATA feature set 
Flash Type SLC 

Sequential Read up to 21 MB/s 
Sequential Write up to 16MB/s 
Interface Compatible with USB 2.0(480Mbps) 

Reliability TBW** (max.) : 96 TB 
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esempio, il debugger MULTI fornisce al programmatore una visualizzazione e un controllo sincroniz¬ 
zati e unificati dei vari livelli di esecuzione in un sistema Linux combinato: Applicazioni Linux, kernel 
e driver Linux, applicazioni in tempo reale, kernel per sistema operativo in tempo reale e monitor per 
macchina virtuale. I debugger concorrenti richiedono invece un mix eterogeneo di configurazioni che 
fanno capo a svariati fornitori. 

...un supporto completo 

La piattaforma INTEGRITY RTOS e Multivisor per le famiglie di processori applicativi NXP i.MX 8 
e 8X include il supporto per: 

• Tecnologia di separazione e virtualizzazione sicura, che consente alle applicazioni certificate ISO 
26262 e IEC 61508 di coesistere con codici general-purpose o con sistemi operativi guest senza interfe¬ 
renze. La piattaforma è in grado di monitorare in tempo reale lo stato di salute di tutte le applicazioni 
e dei sistemi operativi guest. 

• Virtualizzazione con accelerazione hardware, che sfrutta l’estensione per la virtualizzazione dell’ar¬ 
chitettura ARM. 

• Piattaforma di virtualizzazione completamente configurabile, che consente agli utenti di persona¬ 
lizzare liberamente il routing e l’utilizzo delle periferiche tra INTEGRITY RTOS e qualsiasi altro 
sistema operativo guest, compresa la possibilità di condividere in sicurezza le periferiche tra attività 
critiche e attività generali o sistemi operativi guest. 

■ Grafica 3D accelerata, che utilizza l’unità di elaborazione grafica (GPU) i.MX 8, compresa la capa¬ 
cità di condividere liberamente la GPU tra l’RTOS host e più sistemi operativi guest, il tutto assicu¬ 
rando alle applicazioni grafiche dell’RTOS la priorità garantita per soddisfare i requisiti di sicurezza 
funzionale. 

• Framework completo conforme ad AUTOSAR, che consente di integrare facilmente e in modo stretto 
i componenti software AUTOSAR esistenti, garantendo il massimo riutilizzo del software senza la 
necessità di virtualizzazione. 

■ Strumenti di sviluppo software avanzati, tra cui il MULTI IDE qualificato ISO 26262 ASIL D/IEC 
61508 SIL 4 , compilatori C/C+++ ottimizzati, il controllore di conformità MISRA C e altri strumenti 
integrati per migliorare la qualità del codice e ridurre i costi di sviluppo. 

Soluzione per il debug del software 
su protocollo KCP 


Emanuele Dal Lago 


Vector e Lauterbach hanno presentato una soluzione 
integrata per lo sviluppo del software ECU basato sul 
nuovo standard ASAM “Debug del software su XCP”. Si 
evita così la necessità di riconfigurare continuamente 
l’hardware per le misure/calibrazione e il debug. 

Accedere su un veicolo al connettore di debug per ECU 
può essere un problema. Il connettore non si presta alle 
frequenti connessioni e disconnessioni necessarie quando 
si passa dall’ambiente di misura e calibrazione al tool di 

Uinteroperabilità del debugger Lauterbach e delle soluzioni 
VXIOOQ e CANape di Vector per misura e calibrazione creano 
insieme un significativo valore aggiunto per i progettisti di ECU 
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debug. Grazie alla loro collaborazione, Vector e Lauterbach hanno dato risposta al requisito dell’indu¬ 
stria automobilistica di poter utilizzare in modo concorrente l’interfaccia, permettendo ora un accesso 
uniforme all’ECU per misure, calibrazione e debug. Questa prestazione si basa sul nuovo standard 
ASAM “Debug del software su XCP”, rilasciato nel novembre 2017, del cui sviluppo entrambe le parti 
hanno avuto un ruolo attivo. 

L’hardware VX1000 di Vector per misura e calibrazione permette di accedere ai dati interni delle ECU 
sia in fase di sviluppo sia prossime alla produzione. Si possono ottenere velocità di accesso ai dati di 
più di 100 MByte/s nei veicoli di test su tutto l’intervallo di temperatura di interesse automobilistico. 
Le unità slave XCP dell’hardware VX1000 permettono la connessione al tool CANape di misura e 
calibrazione o ad altri tool mediante un master XCP conforme allo standard. Il debugger TRACE32 
di Lauterbach è un master XCP in grado di ottenere, via slave XCP, l’accesso all’ECU e alla relativa 
interfaccia di debug. Questa configurazione di debug può operare senza bisogno di alcuna estensione 
del software ECU: il master XCP TRACE32 offre le stesse prestazioni di debug del debugger hardware 
TRACE32. 

Kit di ualutazione Microchip SAM LIO 
e SAM L11 per applicazioni loT 


Alessandro Nobile 


Farnell elementl4, ha annunciato la disponibilità 
dei kit di valutazione Microchip SAM LIO e SAM Lll 
Xplained Pro e dei relativi MCU. Caratterizzato da bas¬ 
sissimi consumi, il microcontrollore SAM LIO e adatto 
per l’uso in un’ampia gamma di applicazioni IoT quali 
dispositivi indossabili, controlli per videogiochi, accu¬ 
mulo di energia, smart pen e nodi sensore industriali a 
bassa potenza. SAM Lll è dotato inoltre di protezione 
hardware integrata che consente agli utenti di sfrutta¬ 
re la maggiore protezione richiesta da applicazioni quali 
nodi IoT, tastiere remote e sistemi di autenticazione per 
città intelligenti e domotica, automazione industriale o 
dispositivi medicali. 

I nuovi MCU funzionano a 32 MHz con configurazione 
della memoria fino a 64 KB Flash e 16 KB SRAM. In ag¬ 
giunta al consumo estremamente ridotto, i dispositivi in¬ 
corporano un controller tattile delle periferiche migliora¬ 
to e funzioni analogiche avanzate. Entrambi i dispositivi 
sono disponibili in versioni con contenitore a 24 e 32 pin. 

Oltre a essere gli MCU con la potenza più bassa del settore nella loro categoria con un ULPMark 
certificato EEMBC di 405, i dispositivi SAM LIO e SAM Lll sono realizzati con tecnologia picoPower 
e offrono modalità flessibili di risparmio energetico. Sono supportati con strumenti per il debug dell’a- 
limentazione e la visualizzazione di dati per monitorare e analizzare il consumo energetico in tempo 
reale, consentendo agli sviluppatori di ottimizzare rapidamente il design dei sistemi per ridurre il 
consumo di energia con miglioramenti significativi in termini di durata della batteria. I progettisti 
di elettrodomestici, fitness tracker, maniglie per portiere per autoveicoli, tastiere o telecomandi po¬ 
tranno trarre vantaggio dal PTC (Peripheral Touch Controller, controller tattile delle periferiche) 
migliorato, che fornisce la migliore tolleranza all’acqua nella sua categoria e un’elevata immunità ai 
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disturbi. Le interfacce con touchscreen capacitivo di qualità superiore diventano facili da integrare 
nelle applicazioni degli utenti. L’interfaccia è quattro volte più veloce rispetto alle precedenti ge¬ 
nerazioni di PTC e fornisce rilevamento tattile molto reattivo e accurato. È supportata dal QTouch 
Confìgurator e QTouch Modular Library, che semplificano l’aggiunta di eleganti interfacce tattili alle 
applicazioni dei progettisti. 

La protezione a livello di chip incorporata negli MCU SAM Lll è basata sulla tecnologia ARM Tru- 
stZone per aumentare la protezione contro attacchi sia fisici che remoti con l’aggiunta di una strut¬ 
tura completa di soluzioni per semplificare l’implementazione della protezione. I nodi IoT azionati da 
un SAM Lll forniscono una forte resistenza agli attacchi software remoti, aumentando in tal modo 
l’affidabilità ed evitando i tempi di inattività delle funzioni critiche dei nodi. La resistenza anti-ma- 
nomissione a livello di chip aiuterà a proteggere dalla clonazione e dal furto di proprietà intellettuale. 
Entrambi gli MCU sono disponibili come kit di sviluppo: i kit di valutazione SAM LIO e SAM Lll 
Xplained Pro, che sono completamente supportati con protezione, bassa potenza e demo delle funzioni 
tattili per accelerare lo sviluppo e aiutare i clienti a immettere sul mercato i loro progetti più rapida¬ 
mente. 

Soluzioni embedded modulari 


Emanuele Dal Laao 


Grazie a un accordo siglato con con DH electronics, Arrow Electronics è ora in grado di proporre 
una vasta gamma di soluzioni modulari embedded targate DH oltre a servizi di integrazione. 

La gamma dei prodotti e servizi DH comprende tre famiglie principali: i computer embedded compatti 
DHSOM, costituiti da moduli SOM (system-on-module) che possono essere collegati direttamente o 
saldati su una scheda carrier; i computer touch panel DHMI, provvisti di interfaccia uomo-macchina 
che ne facilita l’aggiunta a un sistema; e i prodotti di controllo e connettività DHCON, ottimizzati 
per le applicazioni smart home & building, come pure per il supporto allToT e ai casi di utilizzazione 
nell’ambito dell’Industria 4.0. Grazie all’integrazione delle fondamentali interfacce di elaborazione e 
di comunicazione in un SOM estremamente compatto, le aziende che li utilizzano potranno disporre di 
una base ideale per lo sviluppo dei loro prodotti. Si riducono il time-to-market, i costi e i rischi, mentre 
gli sviluppatori potranno concentrarsi solo sui progetti che richiedono la loro specifica competenza. 
Sono disponibili i package di supporto schede per Linux, Android e Windows, mentre il software sup¬ 
portato comprende il framework Qt, Debian e Yocto. 

Oltre alla gamma dei prodotti standard, Arrow offrirà ai propri clienti l’accesso ai servizi di persona¬ 
lizzazione di DH, che li aiuterà nell’ottimizzazione di hardware e software in vista del raggiungimento 
dei loro specifici requisiti. 
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Mercato embedded: 

forte focus su sistemi automotiue 

e guida autonoma 

Nei prossimi anni, la crescita globale dei sistemi embedded sarà guidata 
dal settore automobilistico: in questo spazio, oltre all’espansione del comparto 
hardware, con dispositivi come ASIC e ASSP, l’innovazione nel campo 
del software giocherà un ruolo cruciale nello sviluppo delle piattaforme 
“self-driving” di ultima generazione 


Gioraio Fusari 


11 mercato embedded è un comparto comples¬ 
so, costituito da molti segmenti di prodotti e 
componenti hardware e software differenti: solo 
per citare alcune aree, si va dai microcontrol¬ 
ler, microprocessori e DSP (digitai signal pro¬ 
cessor), alle schede 
elettroniche, ai si¬ 
stemi operativi, al 
middleware, ai tool 
dedicati allo svilup¬ 
po e al test del sof¬ 
tware. E tutto que¬ 
sto ricco comparto 
è stimato crescere, 
nel periodo 2018- 
2025, con un Cagr 
del 5,5%: la previ¬ 
sione è della società 
di ricerche di mer¬ 
cato e consulenza 
QYResearch che, 
nel Global Embed¬ 
ded Systems Sa- 
les Market Report 
2018, prefigura un 
mercato globale 
che raggiungerà 


un valore di 105,7 miliardi di dollari entro la 
fine del 2025. In questo scenario, le applicazioni 
automotive, sottolinea la società, sono proietta¬ 
te nel futuro per restare il più importante setto¬ 
re, nel periodo di studio considerato dalla previ- 



Fonte: Pixabay 
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Global Rei /enue of Automotive Software & Development Tools, by Type 
(Percent of Market) 


m loT & Embedded OS 

■ Automated Software and System Testlng Tools 

■ loT Cloud Services 


I Model-Based Systems Engineering Tools 

■ Requirements Management Tools 

■ Other 



Il comparto del software embedded e degli strumenti di sviluppo per il mondo automotive 

(Fonte: VDC Research, 2018) 


sione. Nell’industria 
automotive, i sistemi 
embedded sono utiliz¬ 
zati per garantire la 
safety, ma si adottano 
anche nelle applica¬ 
zioni di infotainment 
e nel controllo mo¬ 
tore. La crescente 
domanda di veicoli 
equipaggiati con fun¬ 
zionalità di comuni¬ 
cazione e navigazione 
è prevista guidare il 
mercato; in aggiunta, 
la focalizzazione sui 
veicoli a propulsione 
ibrida (HEV - hybrid 
electric vehicle) e sul¬ 
le auto elettriche (EV 
electric vehicle), 
nell’ottica di control¬ 
lo delle emissioni, è 
stimata alimentare 
l’espansione del mercato dei sistemi embedded. 
Le applicazioni previste in più rapida crescita 
sono invece quelle nell’ambito healthcare, con 
dispositivi handheld e attrezzature medicali 
portatili che, come essenziali sistemi di moni¬ 
toraggio, fanno ampio uso di sistemi embedded. 
Vi è poi il segmento dell’elettronica di consumo 
che include ad esempio dispositivi HVAC (hea- 
ting, ventilation, and air conditioning), forni a 
microonde, telefoni mobili; anche questo ambito 
utilizza hardware e software embedded e con¬ 
tribuirà a far sviluppare il mercato nei prossimi 
anni. Le applicazioni industriali comprendono 
invece, tra le molte, le soluzioni infrastruttura¬ 
li, i sistemi per la gestione dell’energia e il con¬ 
trollo di processo. Qui i sistemi di controllo per 
l’acquisizione dati e il feedback nelle applica¬ 
zioni d’automazione sono previsti fornire buoni 
canali per la crescita del mercato embedded nel 
mondo industriale. 

Dispositivi ASIC e ASSP in espansione 

La crescente adozione di sistemi embedded 
nell’industria automotive è tra i principali fat¬ 
tori alla base dello sviluppo del settore anche 
secondo una recente ricerca di mercato pubbli¬ 


cata dalla società MarketsandMarkets, che 
entro il 2023 prevede un mercato di oltre 110 
miliardi di dollari, con un Cagr del 4,05% nel 
periodo 2017-2023. Trovando vari punti di ac¬ 
cordo con la ricerca precedentemente citata, lo 
studio individua tra gli altri fattori di crescita, 
l’uso della tecnologia dei processori multicore 
nelle applicazioni militari, il crescente mercato 
dei dispositivi “wearable”, l’incremento dell’uso 
dei sistemi embedded nelle smart appliance in 
abitazioni e case intelligenti, e l’espansione del¬ 
la domanda dei sistemi embedded nelle attrez¬ 
zature sanitarie. 

Durante il periodo della previsione, i dispositivi 
ASIC (application-specific integrated circuit) e 
gli ASSP (application-specific standard product) 
sono stimati guidare il mercato dei sistemi em¬ 
bedded nel comparto hardware. L’adozione de¬ 
gli ASIC è prevista crescere nei prossimi anni, 
grazie alla già ampia utilizzazione in varie ap¬ 
plicazioni nell’elettronica di consumo, nell’au¬ 
tomotive, nelle telecomunicazioni, nel settore 
industriale e nella sanità. Gli ASIC, aggiunge 
la ricerca, sono stati utilizzati per supportare la 
mobilità e la connettività, come anche per mi¬ 
gliorare la safety dei veicoli. Allo stesso modo, 
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gli ASSP sono previsti un mercato in crescita 
nei prossimi anni, perché la domanda di questi 
device aumenterà nell’elettronica di consumo, 
dove possono essere utilizzati per fornire imma¬ 
gini di alta qualità: domanda a cui si aggiun¬ 
gerà la crescente richiesta di ASSP proveniente 
dal mondo dei carrier e dai fornitori di tecnolo¬ 
gia per i data center. 

La domanda di sistemi embedded nelle applica¬ 
zioni automotive, spiega la ricerca, è aumentata 
grazie alla produzione su larga scala di auto, e 
alla diffusa adozione, da parte dei costruttori di 
sistemi elettronici, dei dispositivi ECU (electro- 
nic control unit), usati per fornire informazioni 
al conducente, stabilire comunicazioni, control¬ 
lare il gruppo propulsore, gestire i sistemi d’in¬ 
trattenimento a bordo del veicolo. In aggiunta, 
nel mondo automobilistico gli attuali trend dei 
sistemi embedded includono i controller per gli 
airbag, i sistemi di navigazione, le radio satelli¬ 
tari, i sistemi di controllo adattivo della velocità 
di crociera (ACC - adaptive cruise control), i si¬ 
stemi “drive by wire”, gli “heads up displays” e 
gli ADAS (advanced driver assistance System), 
ossia i sistemi evoluti di assistenza alla guida. 

Machine learning e Al: 

supporto crescente per l’automotive 

Un altro trend importante da tenere in consi¬ 
derazione nel mondo automotive è costituito 
dallTntensificarsi della gara, sempre più ag¬ 
guerrita, verso la realizzazione dei veicoli a gui¬ 
da autonoma di fascia alta. Gara che, rileva la 
società di analisi di mercato VDC Research, 
sta portando i costruttori di auto e i propri for¬ 
nitori a esplorare nuovi software, strumenti e 
architetture, per sviluppare piattaforme “self- 
driving” che fanno affidamento sull’apprendi¬ 
mento automatico delle macchine (machine le¬ 
arning - ML) e sull’intelligenza artificiale (AI). 
Tali conclusioni emergono dal rapporto Auto¬ 
motive Software and Development Solutions di 
VDC. “I tradizionali vendor di software e tool 
stanno rispondendo alla crescente domanda 
di funzionalità di guida autonoma, functio- 
nal safety, sicurezza di rete, e consolidamento 
dell’hardware che si manifestano nei veicoli 
di tutte le fasce di prezzo” ha detto Roy Mur- 
dock, IoT & Embedded Technology Analyst di 
VDC Research. “Questa crescente complessità 
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sta guidando una riorganizzazione, sia su dove, 
sia su come il software automotive è progettato 
e integrato”. I sistemi self-driving di Livello 3, 
spiega la società di analisi, stanno scuotendo il 
mercato, mentre la ricerca e l’innovazione nei 
veicoli autonomi “hands-free”, che permettono 
di lasciare le mani libere durante la guida, sta 
alimentando la recente esplosione d’interesse, 
finanziamenti e acquisizioni di alto profilo nel 
mercato automotive. 

Secondo VDC, è arrivato finalmente il momen¬ 
to giusto, in cui la connettività IoT (Internet of 
Things), l’hardware di elaborazione potente, la 
diffusione della sensoristica e della tecnologia 
di acquisizione video, assieme al testing del ma¬ 
chine learning nel cloud, possono essere messi 
tutti a fattor comune e valorizzati, per colmare 
il divario che fino ad ora impediva la transizio¬ 
ne da una modalità di guida comunque assistita 
dall’uso delle mani, ad una che consente più au¬ 
tomazione, liberandole completamente. 

In particolare, evidenzia il rapporto VDC, la tec¬ 
nologia di self-driving sta trasformando la cate¬ 
na di fornitura del software automotive in cin¬ 
que sottosegmenti chiave, in cui i vendor stanno 
attualmente realizzando solide entrate. Questi 
sottosegmenti sono: la IoT e i sistemi operativi 
embedded (OSs); il settore “automated software 
& security testing” (ASST); i “model-based Sy¬ 
stems engineering tools” (MBSE); i “requirement 
management tools” (RM), e i servizi cloud IoT. 

Il settore dei sistemi embedded sta crescendo, 
ma ciò non toglie, aggiungiamo noi, che, per favo¬ 
rire lo sviluppo del comparto, nel 2019 occorrerà 
rimuovere diverse barriere: ad esempio, con la 
diffusione della IoT, gli sviluppatori e i costrutto¬ 
ri dovranno focalizzarsi molto sul rafforzamento 
della security nei sistemi embedded, utilizzando 
tecnologie evolute per identificare i dispositivi 
nelle reti Internet of Things. Occorrerà inoltre 
lavorare per migliorare la connettività, rendendo 
più fluida la comunicazione tra i vari dispositivi 
e, al contempo, ottimizzare i consumi di energia 
dei device embedded. E tutto ciò senza trascura¬ 
re l’esplorazione delle tecnologie d’avanguardia, 
come Tintelligenza artificiale e gli algoritmi di 
machine learning e deep learning (DL), che per¬ 
mettono di fornire ai sistemi abilità fondamenta¬ 
li, ad esempio nel riconoscimento delle immagini 
o nell’elaborazione dei dati audio. 
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Quando la periferia diuenta 
“intelligente” 

VIA Technologies propone soluzioni avanzate di “edge computing” destinate 
a soddisfare le più complesse esigenze di una pluralità di applicazioni 


Alessandro Nobile 



l n questi ultimi 
tempi la parola d’or¬ 
dine sembra essere 
una sola: intelligen¬ 
za artificiale, che al 
suo interno si decli¬ 
na in altre discipli¬ 
ne come il machine 
learning e il deep 
learning. E l’intel¬ 
ligenza artificiale è anche stato il filo conduttore 
della conferenza stampa tenuta da VIA Techno¬ 
logies a cui hanno preso parte Tiziano Albani, 
EU sales and business development director e 
Giuseppe Amato, technical manager & business 
development Europe. “Il nostro approccio all’in¬ 
telligenza artificiale è quello di lavorare diret¬ 
tamente sull’edge - ha spiegato Amato — ovvero 
spostare sulla periferia, quindi lontano dal cloud, 
capacità elaborative e di memorizzazione dei dati 
generati in loco”. Una soluzione che comporta due 
vantaggi chiave: la maggiore velocità, in quanto 
in dati non devono essere inviati al cloud per es¬ 
sere elaborati, con il vantaggio di avere risultati 
praticamente in tempo reale e i minori requisiti 
per fruire di una connessione di rete veloce. 
D’altra parte VIA Technologies dispone di tutte 
le risorse (il 70% degli attuali 2.000 dipendenti 
sono ingegneri) e le tecnologie necessarie per im¬ 
plementare una strategia di questo tipo. Come 
ha sottolineato Tiziano Albani: “Il percorso fatto 
da VIA Technologies fin dalla sua fondazione del 
1987 — dalla produzione di chip companion pas¬ 
sando per l’acquisizione di Cyrix con la produ¬ 
zione di processori low-power, e quindi la lunga 
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esperienza di design di SoC e GPU - ci consente 
oggi di definirci dei ‘silicon expert’ a 360 gradi. In 
seguito siamo passati alla produzione di schede 
embedded e di sistemi completi corredati di tutte 
le API relative alle funzionalità desiderate”. 

Negli ultimi anni VIA Technologies ha sviluppa¬ 
to una gamma completa di piattaforme e sistemi 
Edge AI innovativi per rispondere alla crescente 
domanda globale di soluzioni che sfruttano nuove 
tecnologie come AI, IoT, computer vision, machi¬ 
ne learning e deep learning, e per aumentare l’ef¬ 
ficienza delle operazioni esistenti ha implementa¬ 
to nuovi dispositivi, applicazioni e servizi in grado 
di soddisfare le esigenze sempre più complesse di 
un’economia globale in rapidissima evoluzione. 
Grazie alla loro capacità di cattura, elaborazione, 
analisi e trasmissione in tempo reale di dati e im¬ 
magini in remoto di negozi, aeroporti, parcheggi, 
magazzini, fabbriche, turbine eoliche, le soluzioni 
VIA Edge AI vengono adottate da clienti in nume¬ 
rosi settori (trasporti, industria, vendita al detta¬ 
glio, hotel e ristoranti, intrattenimento, istruzio¬ 
ne, medicina, forze dell’ordine). Dal punto di vista 
commerciale, la società opera nell’ambito dell’after 
market: “Offriamo le nostre soluzioni tramite sy- 
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stem integrator — ha 
spiegato Tiziano Albani 
— in grado di assicura¬ 
re la personalizzazione 
dei prodotti in funzione 
di quelle che sono le esi¬ 
genze dei clienti”. 

Piattaforme Edge Al 

Le piattaforme VIA 
Edge AI sono proget¬ 
tate per consentire a 
start-up, System inte¬ 
grator e OEM di acce¬ 
lerare lo sviluppo di 
sistemi e dispositivi 
Edge AI per una vasta 

gamma di applicazioni: sicurezza, sorveglianza, 
vendita al dettaglio, medicale, industriale, roboti¬ 
ca, droni e veicoli autonomi. Il modulo VIA SOM- 
9X20, nucleo centrale delle piattaforme VIA Edge 
AI, integra il processore Qualcomm APQ8096SG. 
Tra gli altri componenti hardware si possono an¬ 
noverare la scheda carrier SOMDB2 e la fotoca¬ 
mera 13MP ottimizzata per applicazioni video AI 
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L’offerta di VIA Technologies spazia dalla piattaforme su silicio alle soluzioni AI edge 


inclusa nel VIA Edge AI Developer Kit. Le piatta¬ 
forme VIA Edge AI offrono anche la scelta di BSP 
Android 8.0 e Linux (Yocto 2.0.3) per abilitare le 
funzionalità di sistema e le API delle applicazioni 
e consentire l’elaborazione, l’inferenza e l’analisi 
dei dati utilizzando tutte le più diffuse piattafor¬ 
me di deep learning e machine learning tra cui 
TensorFlow, Caffè, Caffe2 e Microsoft Azure. 


Autobus elettrico Ce autonomo] 

VIA Mobile360 M820 ADAS è stato scelto per alimentare uno dei primi autobus elettrici autonomi al mondo, 
l’Enchi Self-Driving EV Bus, prodotto da uno dei principali produttori di veicoli commerciali presenti in Cina. 
VIA ha personalizzato il sistema per soddisfare le specifiche esigenze di utilizzo del veicolo, tra cui: 

• Integrazione di quattro telecamere con visione surround per consentire una vista del bus a 3BO gradi e 
mostrare la sua posizione in tempo reale sul display del bus. 

• Installazione di una singola telecamera ADAS nella parte anteriore del bus che supporta le funzioni di avvi¬ 
so di collisione, avviso di cambio corsia e rilevamento del limite di velocità. 

• Integrazione di sensori LIDAR per facilitare la guida e evitare possibili collisioni. I dati di questi sensori 
vengono inviati al sistema tramite un’interfaccia CAN bus e visualizzati su uno schermo nella parte anteriore 
del veicolo insieme ai dati di immagine acquisiti dalle telecamere. 

• Progettazione e sviluppo di un’interfaccia utente grafica che mostra la posizione e lo stato del bus in tempo 
reale. 

I modelli personalizzati di VIA Mobile360 MS20 ADAS vengono utilizzati anche negli autobus in America La¬ 
tina per il conteggio dei passeggeri, il monitoraggio del pagamento dei biglietti, gli avvisi in tempo reale per 
il comportamento criminale e persino il riconoscimento delle targhe per identificare i veicoli rubati. 

VIA Mobile360 M820 ADAS viene inoltre adottato dai principali produttori di macchinari pesanti e attrezza¬ 
ture per l’edilizia, l’industria, l’estrazione mineraria, l'agricoltura e la selvicoltura per aumentare la sicurezza 
del conducente e monitorare l’utilizzo del veicolo. L’installazione di telecamere sui veicoli in posizioni speci¬ 
fiche contribuisce inoltre a migliorare la gestione dei veicoli in cantieri affollati, su terreni difficili e durante 
l’esecuzione di manovre complesse. 
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Al fine di migliorare la funzionalità delle piatta¬ 
forme VIA Edge AI e soddisfare specifici requisiti 
applicativi, VIA sta sviluppando software perso¬ 
nalizzabili di riconoscimento facciale con funzio¬ 
nalità che includono riconoscimento di genere/ 
età, rilevamento delle emozioni, integrazione 
del controllo di sicurezza e piattaforma di ana¬ 
lisi del flusso di persone. VIA ha inoltre stretto 
una partnership con Foghorn per le applicazioni 
Industriali IoT Edge AI e con Lucid per accelera¬ 
re il rilevamento della profondità dei dispositivi 
Edge AI. 

Per accelerare ulteriormente il time-to-market, 
VIA offre anche una gamma completa di servizi di 
progettazione hardware, prototipazione, sviluppo 
e produzione di sistemi ai clienti, nonché servizi 
di sviluppo e personalizzazione del software. Le 
piattaforme VIA Edge AI includono: 

• Modulo SOM VIA SOM-9X20: combinato con 
la scheda carrier SOMDB2, il modulo VIA SOM- 
9X20 si propone come una piattaforma scalabile 
ad alte prestazioni che accelera la progettazione e 
la produzione di sistemi avanzati AI Edge. Queste 
in sintesi le principali caratteristiche: processore 
integrato Qualcomm APQ8096SG, decodifica vi¬ 
deo multi-display 4K, Wi-Fi integrato 802.11 a / 
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b / g / n / ac, Bluetooth 4.1 e GPS e Android 8.0 e 
Linux (Yocto 2.0.3) BSP. 

• Kit di sviluppo VIA Edge AI: il kit è proget¬ 
tato per accelerare il time-to-market di sistemi 
e dispositivi intelligenti per macchine fotografi¬ 
che, insegne, chioschi e robotica ottimizzati per 
le applicazioni video AI. Il kit include il modulo 
VIA SOM-9X20 e la scheda carrier con un modulo 
fotocamera 13 MP ottimizzato per acquisizione, 
elaborazione e analisi edge in tempo reale. E di¬ 
sponibile inoltre uno schermo touch panel 10.1” 
opzionale. 

• Kit di sviluppo VIA Edge AI 3D: si tratta 
di una soluzione hardware e software altamente 
integrata con tecnologia 3D Fusion di Lucid pro¬ 
gettata per migliorare le capacità di rilevamento 
della profondità di campo di dispositivi per appli¬ 
cazioni di sicurezza, vendita al dettaglio, roboti¬ 
ca, droni e veicoli autonomi. Il kit combina il mo¬ 
dulo VIA SOM-9X20 SOM e la scheda carrier con 
un modulo videocamera e la tecnologia 3D Fusion 
di Lucid. Semplifica l’acquisizione della profon¬ 
dità e del 3D in modo preciso con configurazioni 
dual o multi-camera riducendo al contempo costi, 
potenza e consumo di spazio delle precedenti so¬ 
luzioni di profondità dell’hardware. 

Nel 2019 VIA si concentrerà 
sull’ulteriore potenziamento del¬ 
le funzionalità delle piattaforme 
VIA Edge AI grazie ad uno svi¬ 
luppo costante del software di 
riconoscimento facciale e di rile¬ 
vamento oggetti, aumentando la 
cooperazione con i produttori di 
fotocamere e con Lucid per offri¬ 
re un numero sempre maggiore 
di soluzioni video ottimizzate 
con capacità di rilevamento della 
profondità di campo e funzionali¬ 
tà 3D avanzate. 

Sistemi Edge Al 

I sistemi VIA Edge AI sono proget¬ 
tati per fornire un percorso rapido 
alle implementazioni di Edge AI 
all’interno di una vasta gamma 
di applicazioni, tra cui quelle in¬ 
dustriali, di impresa, di vendita 
al dettaglio, hotel e ristoranti, tra¬ 
sporti, istruzione e medicina. 



VIA Mobile360 M820 ADAS System per veicoli autonomi unisce design robusto, 
ottimizzato per un utilizzo in condizioni estreme, con prestazioni video 
eccezionali e supporto fino a otto telecamere automotive-grade 
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VIA ALTA DS 3 è una soluzione ultracompatta che consente il rapido sviluppo 
e l’implementazione di segnaletica intelligente, chioschi interattivi e dispositivi 
di controllo degli accessi 


Sfruttando edge computing, grafi¬ 
ca ed elaborazione AI del proces¬ 
sore Qualcomm APQ8096SG Em- 
bedded, i sistemi sono in grado di 
fornire soluzioni altamente scala¬ 
bili in ambiti di utilizzo di Edge 
AI che richiedono acquisizione, 
elaborazione e analisi in tempo 
reale di video in alta risoluzione, 
immagini e altri dati sensoriali. 

Con il doppio supporto per il di¬ 
splay 4K, le opzioni di connetti¬ 
vità e le funzionalità flessibili di 
integrazione di periferiche I/O e 
telecamera, i sistemi possono es¬ 
sere personalizzati per soddisfare 
specifici requisiti operativi. 

I sistemi VIA Edge AI sono di¬ 
sponibili in tre modelli ottimizza¬ 
ti per casi e ambienti di utilizzo 
specifici: 

• VIA Mobile360 M820 ADAS: questo sistema 
unisce design robusto, ottimizzato per un utilizzo 
in condizioni estreme, con prestazioni video ecce¬ 
zionali e supporto fino a otto telecamere automo- 
tive-grade. In grado di operare in un intervallo di 
temperatura esteso di accettare un’ampia gamma 
di tensioni in ingresso, il sistema offre una vasta 
gamma di opzioni di personalizzazione hardware 
e software per soddisfare requisiti di installazio¬ 
ne specifici per qualsiasi ambiente alfinterno del 
veicolo: autobus, camion e veicoli blindati. 

II sistema supporta una gamma completa di fun¬ 
zioni ADAS, tra cui avviso di cambio corsia, rile¬ 
vamento della velocità e del rischio di collisione, 
rilevamento del punto cieco, di veicoli e pedoni. 
Le funzionalità del sistema possono essere ulte¬ 
riormente ampliate con l’integrazione del display 
in tempo reale Surround View 360°, del monito- 
raggio del comportamento del conducente e delle 
opzioni di riconoscimento della targa. È inoltre 
disponibile VIA E-Track di Mobile360, dotato di 
una soluzione cloud che consente il monitoraggio 
dei veicoli in tempo reale, il monitoraggio dei con¬ 
ducenti e la gestione delle risorse. 

• VIA ALTA DS 3: si tratta di una soluzione 
ultracompatta che consente il rapido sviluppo 
e l’implementazione di segnaletica intelligente, 
chioschi interattivi e dispositivi di controllo degli 
accessi che richiedono funzionalità di acquisizio¬ 


ne di immagini, video, visualizzazione e analisi 
in tempo reale. Basato sul processore integrato 
Qualcomm APQ8096SG, il sistema offre un dop¬ 
pio supporto per il display 4K, incluso doppio 
display mirror e modalità di riproduzione video 
indipendente, e offre una ricca connettività di 
rete attraverso la sua porta Gigabit Ethernet ol¬ 
tre a una scelta di Wi-Fi e Bluetooth 4.1 o 4G 
LTE wireless. La connettività wireless 4G LTE 
è abilitata dal modulo a banda larga mobile VIA 
EMIO-2573 miniPCIe e dallo slot per scheda SIM 
integrato. 

VIA ALTA DS 3 è dotato di un EVK con Android 
8.0 in grado di accelerare lo sviluppo di applica¬ 
zioni software e AI. L’EVK include anche l’SDK 
Neural Processing di Qualcomm per l’intelligenza 
artificiale progettato per aiutare gli sviluppatori a 
gestire uno o più modelli di reti neurali addestrati 
in Caffè / Caffe2, ONNX o TensorFlow utilizzando 
CPU, GPU o DSP. 

• VIA ARTiGO A920: sistema Edge AI ultra¬ 
compatto destinato al mercato Enterprise e Indu¬ 
striai IoT per videoconferenze, automazione indu¬ 
striale e applicazioni gateway intelligenti, ospita 
il processore Qualcomm APQ8096SG Embedded, 
che include supporto per display 4K e una ricca 
connettività di rete attraverso una scelta di opzio¬ 
ni di integrazione wireless Wi-Fi e Bluetooth 4.1 
o 4G LTE. 
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SPECIALE 


HIGH SPEED INTERCONNECT 


Connettori 
per backplane 
ad alta velocità 

Le nuove interconnessioni PAM-4 stanno gradualmente conquistando 
mercato con la promessa di superare il centinaio di Gbps per linea 
ma oggi faticano ancora nel confronto con l’epica robustezza dei tradizionali 
connettori NRZ 


Lucio Pellizzari 


1 continuo aumento della velocità di accesso 
ai contenuti ha cresciuto esponenzialmente 
la banda necessaria per far viaggiare i bit 
e soprattutto il rapporto fra la quantità dei 
bit e la larghezza di banda che occorre per 
farli transitare nelle interfacce. Attualmente sia¬ 
mo sulla decina di GHz e qualche decina di Gbps 
ma il prossimo obiettivo è 
quello di superare il centi¬ 
naio di Gbps. 

Lo storico standard NRZ 
(Non-Return-to-Zero) è sta¬ 
to messo in discussione dal 
nuovo PAM-4 che raddop¬ 
pia la velocità di trasporto 
a parità di banda occupata 
ma necessita di una mini¬ 
ma fase di codifica in tra¬ 
smissione e di decodifica in 
ricezione che il primo non 
ha. Occorre quindi che la 
maggior velocità prodotta 
dai connettori PAM-4 com¬ 
pensi i maggiori costi dovuti 
all’elaborazione dei bit e, inoltre, sia comunque 
garantita l’elevata robustezza tipica degli NRZ. 
Ricordiamo che si chiamano NRZ perché usano 
un solo valore positivo di tensione per rappresen¬ 
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tare l’I mentre la sua assenza costituisce uno 0 
a differenza dei primi codici Return-to-Zero (RZ) 
che usavano due valori uguali di tensione con il 
positivo per l’I e il negativo per lo 0. La codifica 
NRZ vinse la sfida proprio per la maggior affidabi¬ 
lità circuitale che abbatte drasticamente gli erro¬ 
ri. Di conseguenza, la tradizione di trasferire solo 
bit positivi viene mantenuta 
anche con i nuovi PAM-4 ma 
invece di trasmettere attra¬ 
verso il connettore degli 0 e 
degli 1 adesso ci sono quat¬ 
tro simboli suddivisi in mo¬ 
dulazione di ampiezza e cioè 
0, 1/3, 2/3 e 1 che si leggono 
come 00, 01, 11 e 10. Per¬ 
tanto, la banda occupata da 
ogni impulso di tensione è 
la stessa ma trasferisce due 
bit alla volta usando quattro 
ampiezze che perciò sono 
più sensibili a subire le in¬ 
terferenze del rumore elet¬ 
tromagnetico ambientale e 
dunque la probabilità d’errore si alza inevitabil¬ 
mente. In altre parole, il raddoppio della velocità 
dei PAM-4 è indissolubilmente legato alla riduzio¬ 
ne di un terzo del rapporto segnale/rumore. 



Supportano 56 Gbps per linea di contatto in 
modalità Pam4 i nuovi connettori Molex zSFP+ 
pensati per le applicazioni Ethernet e Fibre 
Channel di prossima generazione 
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I nuovi connettori Molex Impact zX2 supportano fino a 
28 Gbps in soli 0,36 nim per pin garantendo la perfetta 
integrità dei segnali 


Oggi, i connettori NRZ sopportano egregiamente 
una trentina di Gbps e perciò basta usarne quat¬ 
tro certificati per 25 Gbps per avere in multiples- 
saggio una linea da 100 Gbps con ottimi requisiti 
di robustezza, perfettamente in grado di soddisfa¬ 
re le esigenze delle moderne interfacce. Inoltre, 
diminuire di un terzo l’ampiezza dei diagrammi 
a occhio per i sistemi PAM-4 significa accrescere 
fino a tre volte ritardi, sfarfallamenti, interferen¬ 
ze e perdite di potenza (skew, jitter, crosstalk e 
channel loss) nei segnali. Per esempio, un canale 
NRZ da 26,6 Gbps che ha la frequenza portante 
di 13,3 GHz può avere perdite d’inserzione tipi¬ 
che sui 10 dB mentre salendo a 26,5 GHz e 53 
Gbps se ne misurano 20 dB, il doppio. Per con¬ 
tro, alla stessa portante di 13,3 GHz un canale 
PAM-4 trasmette 53 Gbps con perdite d’inserzio¬ 
ne ferme ai 10 dB ma con il SNR che può peg¬ 
giorare di 5 dB. Questi valori sono indicativi ma 
evidenziano l’entità delle 
problematiche inerenti 
alla migrazione dalle con¬ 
nessioni NRZ alle PAM-4 
e ciononostante i PAM-4 
sono favoriti per i prossimi 
sistemi d’interconnessio¬ 
ne che mirano a trasferi¬ 
re centinaia di Gbps sui 
backplane grazie, fra l’al¬ 
tro, alle nuove tecnologie 
di lavorazione del rame, 
oggi preferito come ele¬ 
mento indispensabile per i connettori del futuro, 
e ai nuovi SerDes in grado di addomesticare ogni 
secondo centinaia di milioni di bit affinché possa¬ 
no attraversare i connettori senza errori. 


Ethernet e Fibre Channel a velocità doppia 

Molex ha introdotto i connettori zSFP+ (Small 
Form-factor Pluggable Plus) in grado di suppor¬ 
tare 56 Gbps in modalità PAM-4 per ogni linea di 
contatto. Pensati per aumentare a 25 Gbps la ve¬ 
locità delle interconnessioni Ethernet da 10 Gbps 
e Fibre Channel da 16 Gbps, questi connettori a 
montaggio superficiale sono fabbricati con una 
gabbia di aerazione passiva che riesce ad abbatte¬ 
re la temperatura interna di ben 17 °C rispetto ai 
convenzionali package. Sono disponibili in diversi 
formati con gabbie da 2 x 1 fino a 2 x 12 connes¬ 
sioni PAM-4 e sono compatibili con le precedenti 
versioni NRZ degli zSFP+. Recenti sono anche i 
connettori per backplane Impact zX2 con disegno 
modulare in grado di supportare trasferimenti di 
bit alla velocità di 28 Gbps. Inoltre, i pin riduco¬ 
no l’impedenza a 95 Ohm e sono anche più piccoli 
con dimensioni di 0,36 mm da entrambi i lati che 
migliorano l’occupazione di spazio sui backplane. 
Sono proposti in diversi formati con 8, 10, 12 o 
16 colonne e rispettivamente 128, 160, 288 e 256 
contatti ma c’è anche una versione angolare da 14 
colonne e 336 contatti. In entrambi i connettori i 
pin sono schermati con la stessa tecnologia bre¬ 
vettata usata per i connettori Impel il cui successo 
è dovuto al perfetto isolamento fra i canali che ga¬ 
rantisce un ottimo margine di NEXT (Near-End 
Crosstalk) e la perfetta integrità dei segnali. 

Connessione flessibile fra schede 

Samtec ha aggiunto nella famiglia di connettori 
Direct Connect Cable (DCC) la nuova versione dei 
Direct Connect Horizontal 
(DCH) High-Speed Press- 
Fit Twinax Cable Assembly 
pensata per l’interconnes¬ 
sione flessibile fra le schede 
adiacenti posizionate sullo 
stesso piano, sovrapposte o 
ad angolo. Questo approc¬ 
cio consente di congiungere 
le schede senza bisogno di 
altri ingombranti connetto¬ 
ri ottimizzando l’occupazio¬ 
ne di spazio e la velocità di 
transito dei segnali. I nuovi DCH hanno un profilo 
globale di 3 mm e montano i cavi doppi flessibili 
Samtec EyeSpeed 30 AWG (brevettati) che ga¬ 
rantiscono la massima integrità dei segnali. La 



Samtec ha aggiunto alla famiglia Direct Connect 
Cable la serie DCH con il supporto dei segnali 
NRZ da 28 Gbps e PAM-4 da 56 Gbps 
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TE Connectivity ha aggiunto alla famiglia dei connettori 
cablati Strada Whisper i nuovi modelli da 25/56 Gbps 
nelle modalità NRZ/PAM-4 


novità nei DCH è l’integrazione del supporto per 
i segnali PAM-4 da 56 Gbps oltre che per quelli 
standard NRZ da 28 Gbps, ma il sistema è modu¬ 
lare e consente di moltiplicare le linee di contatto 
e la velocità d’interconnessione. 

PAM-4 cablati e versatili 

TE Connectivity ha ampliato la famiglia dei 
connettori cablati Strada Whisper aggiungendo 
nuovi modelli da 25/56 Gbps nelle due modalità 
NRZ e PAM-4 e prevede al più presto l’introdu¬ 
zione di ulteriori modelli con velocità doppia da 
56/112 Gbps. Le basse perdite d’inserzione limita¬ 
te a meno di 1 dB su tutta la banda fino a 20 GHz e 
l’elevato margine di rapporto segnale/rumore che 
garantisce -50 dB di FEXT (Far-End Crosstalk) 
a 12,5 GHz, assicurano la massima integrità dei 
segnali. I connettori cablati Strada Whisper sono 
proposti in formato punto-punto oppure nelle con¬ 
figurazioni adatte ai backplane o ai midplane, 
dove si può anche scegliere l’impedenza fra 100 e 
85 Ohm. Nuovi sono i connettori zQSFP+, o Quad 



Attraverso le quattro linee degli zQSFP+ di TE 
Connectivity possono transitare oltre 200 Gbps 
in modalità PAM-4 


SFP+, capaci di trasferire 28 Gbps in modalità 
NRZ e 56 Gbps in modalità PAM-4 per ognuna 
delle quattro linee per un totale che supera i 200 
Gbps per connettore. Lo smaltimento del calore è 
particolarmente efficace e ciò consente di utilizza¬ 
re i connettori zQSFP+ nelle interfacce Ethernet, 
InfiniBand e Fibre Channel di prossima genera¬ 
zione in tutti i formati disponibili da 1 x 1 fino a 1 
x 6 o a 2 x 3 connettori con fino a 96 porte. 

SerDes per PAM-4 fino a 800 Gbps 

Credo è una giovane società californiana che svi¬ 
luppa circuiti serializzatori-deserializzatori, Ser¬ 
Des, ad alta velocità per backplane e negli ultimi 
tempi si è dedicata ai moduli di proprietà intellet¬ 
tuale per SerDes in tecnologia Cmos che oggi pro¬ 
pone sia per la modulazione standard NRZ sia per 


I moduli SerDes 
sviluppati in 
California da 
Credo elaborano 
in modulazione 
PAM-4 56 Gbps 
nella versione 
per rame e 
112 Gbps nella 
versione ottica, 
per un totale 
componibile fino 
a 800 Gbps 


la nuova PAM-4. L’innovativa tecnologia di fab¬ 
bricazione specializzata sui circuiti a segnali misti 
e brevettata dalla società consente di realizzare 
architetture DSP per SerDes particolarmente ef¬ 
ficienti e parsimoniose nonché dotate di moduli di 
correzione errori (Forward Error Correction) a bas¬ 
sa latenza appositamente pensati per abbattere la 
probabilità d’errore nelle linee ad alta velocità. I 
nuovi transceiver sono già disponibili per la fabbri¬ 
cazione in geometria di riga da 16 nm con i processi 
FinFET Compact sviluppati nelle fonderie TSMC e 
codificati 16FFC. Credo propone i moduli NRZ da 
28 Gbps e PAM-4 da 56 Gbps componibili nelle ver¬ 
sioni CMX da 8 o 16 connessioni NRZ oppure CRT 
con 4, 8 o 16 PAM-4 per un totale di 200 o 400 Gbps 
NRZ oppure 200, 400 e 800 Gbps PAM-4. Ci sono 
anche i connettori ottici in configurazione QSFP 
dove si possono comporre da uno a quattro PAM-4 
da 112 Gbps per un totale di 100, 200 o 400 Gbps. 


/ • 

•••Cr$dO 
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AUTOMOTIVE 


HARDWARE 


Ibridizzazione: prospettive 
per le automobili prossime venture 

I nuovi modelli di veicoli con motori elettrici sono progetti che, per l’Industria 
automobilistica, rappresentano un faro nell’attuale scenario dominato dalle 
discussioni sui motori a combustione o, più in particolare, sui motori diesel 


Achim GroB 


Field Application Enaineer Automotive 

Arrow Electronics 



I n totale accordo con i responsabili delle deci¬ 
sioni politiche, i produttori offrono incentivi ai po¬ 
tenziali acquirenti. Diversi Paesi mirano a blocca¬ 
re la vendita di veicoli con motore a combustione 
entro il 2025. Il divieto di circolazione urbana per 
i veicoli a motore diesel minaccia la mobilità indi¬ 
viduale e sembra che l’arrivo del momento in cui 
l’auto elettrica sarà la nostra sola alternativa ra¬ 
gionevole sia solo questione di tempo. 

Rimane peraltro il fatto che non è possibile realiz¬ 
zare, neppure a medio termine, le infrastrutture 
necessarie per caricare un grande numero di auto 
elettriche, se non nelle aree metropolitane. Qui 
avremo i vantaggi di emissioni ridotte a zero e 
non sarà un grande problema il fatto che la gam¬ 
ma di tali veicoli sia piuttosto limitata. Mentre, 
d’altra parte, il motore a combustione sarà van¬ 
taggioso al di fuori delle aree metropolitane e sui 
lunghi percorsi. 

II punto di vista di WKM 

WKM, una società scientifica che comprende spe¬ 
cialisti accademici di automotive e tecnologie dei 
motori, fa a questo proposito tre affermazioni. In 
primo luogo, il motore a combustione rimarrà il 
fattore trainante in fatto di mobilità, trasporti 
commerciali e macchinari mobili. Questo ruolo 
sarà rafforzato dall’uso dei motori elettrici, che 
però non lo soppianteranno. Un ulteriore svilup¬ 
po dei sistemi di guida, in qualsiasi tecnologia, è 
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un prerequisito per il successo di valide politiche 
ambientali e per il benessere della società. I divie¬ 
ti potrebbero sortire l’effetto opposto. 

Secondo: grazie a un basso contributo di emissio¬ 
ni nocive da parte dei motori a combustione del 
futuro, questo argomento non sarà più utilizza¬ 
bile contro i motori diesel o a benzina. Le attuali 
tecnologie garantiscono già che i limiti consenti¬ 
ti alle emissioni nocive possano essere rispettati 
senza alcuna eccezione. Con il senno di poi quelli 
che oggi sono considerati punti di debolezza di¬ 
venteranno irrilevanti in futuro. Approfondite 
ricerche dimostrano che sono possibili motori a 
combustione neutri dal punto di vista ambientale. 
Infine, il vantaggio principale dei motori a com¬ 
bustione è un impiego efficiente e flessibile dei 
carburanti ad elevata densità energetica con ec¬ 
cellenti caratteristiche di immagazzinamento e 
distribuzione. Queste proprietà sono di grande 
importanza per garantire che i motori a combu¬ 
stione sappiano sempre rinnovarsi e possano, da 
un punto di vista olistico, avere emissioni di C0 2 
inferiori a quelle delle tecnologie alternative. La 
flessibilità di poter utilizzare anche carburan¬ 
ti non-fossili e quindi neutri rispetto alla C0 2 , è 
un’ulteriore garanzia per un uso futuro a lungo 
termine e sostenibile di questa tecnologia. 

La tecnologia Micro-ibrida 

Le emissioni medie di C0 2 consentite in EU dal 
2015 sono di 130 g/km per autoveicoli passeggeri 
e di 175 g/km per i veicoli commerciali leggeri. Nel 
tentativo di raggiungere questi obiettivi con i tra¬ 
dizionali motori a combustione sono state adotta¬ 
te varie misure atte a limitare le emissioni nocive 
di tali motori. Questi provvedimenti sono: il ricir¬ 
colo dei gas esausti; i convertitori catalitici SCR; 
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Fig. 1 - Schema a blocchi del controllore di un veicolo 
elettrico 


il flusso di refrigerazione controllato; l’iniezione di 
carburante ad alta pressione; accensioni multiple; 
chiusura del cilindro e valvole a fasatura variabi¬ 
le, turbocompressore azionati dai gas di scarico. 
Inoltre si è cercato di minimizzare la richiesta di 
energia elettrica del veicolo e quindi la potenza 
meccanica prelevata dal generatore. Ecco alcuni 
esempi: controllo della potenza del motore e della 
pompa; sterzata servo-assistita, sistemi di start/ 
stop; luci esterne a LED; carica della batteria solo 
dalla frenatura rigenerativa. 

I veicoli che utilizzano queste tecniche sono detti 
anche “micro-ibridi”. La maggior parte delle misu¬ 
re sono basate sul controllo intelligente dei moto¬ 
ri, dell’alettone e delle valvole. Un tipico progetto 
di controllore per queste applicazioni è mostrato 


in figura 1. La comunicazione fra il microcontrol¬ 
lore e la rete IVN (in-vehicle network) avviene 
attraverso un’interfaccia CAN o LIN (o, in casi 
eccezionali anche mediante Flexray, SENT, PSI5 
o PWM). Il collegamento di tipo fisico avviene at¬ 
traverso un transceiver. 

Per piccoli nodi LIN è sufficiente un microcontrol¬ 
lore a 8 bit, mentre per i nodi CAN sono solita¬ 
mente necessari controllori a 32 bit con software 
AUTOSAR. Nel caso di controllori elettronici di 
minori dimensioni per l’alimendazione è suffi¬ 
ciente un Ldo; i regolatori switching vengono 
usati quando sono richieste potenze più elevate. 
Gli MCI (Encapsulated Metal Composite) vengo¬ 
no usati come induttori; il condensatore sarà in 
molti casi del tipo elettrolitico in alluminio, molto 
affidabile, o del tipo ibrido, se richiesto. 

I collegamenti delTalimentatore e dell’interfac¬ 
cia devono essere protetti contro le sovratensio¬ 
ni. A questo scopo è disponibile un’ampia gamma 
di diodi TVS. Sono disponibili anche filtri per il 
bus CAN, come le bobine di modo comune (CMC 
- Common Mode Choke). L’alimentatore può an¬ 
che essere integrato nel transceiver, e in questo 
modulo possono essere inclusi anche altre funzio¬ 
ni, come watchdog e gli I/O HV. In questo caso si 
parla di SBC (System Basis Chip). 


Tabella 1 - Produttori di componenti di controllo per automotive 


IVI\I 

□C/DC 

MCI 

ELKO 

TVS 

CMC 

MCU 

SBC 

SIP 

POWER 

SIP 

DRIVER 

FET 

SENSOR 

ADI 


X 











X 

Allegro 


X 









X 


X 

AMS 













X 

Bourns 



X 


X 

X 








Cypress 


X 





X 







□iodes 





X 







X 

X 

Eaton 



X 











Infineon 

X 

X 





X 

X 


X 

X 

X 

X 

Kemet 



X 











Lelon 




X 










Littelfuse 





X 









Microchip 

X 

X 





X 

X 

X 




X 

Murata 






X 








NIC 



X 

X 










NXP 

X 






X 

X 

X 

X 

X 


X 

Nexperia 





X 







X 


OnSemi 

X 

X 






X 




X 


Panasonic 



X 

X 










Pulse 



X 



X 








Renesas 


X 





X 




X 

X 


STMicro 


X 



X 


X 

X 



X 

X 


TDK 






X 








Toshiba 











X 

X 


TaiwanSemi 




X 







X 


Vishay 



X 

X 







X 


Fonte: Arrow Electronics 
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Nel caso sia integrato anche il microcontrollore, funzioni necessarie e trasformano il veicolo in 


esso viene detto MCU embedded o SIP (System 
in Package). Questi sono disponibili anche 
con driver integrati, come i ponti per 
il supporto di motori trifase. In tal 
caso per controllare un motore sono 
necessari solo i MOSFET e i sensori 
(ad esempio sensori di angolo o inter¬ 
ruttori hall). La tabella 1 mostra alcu¬ 
ni esempi delTampia gamma di com¬ 
ponenti per applicazioni automotive 
disponibili dai principali produttori. 



Fig. 2 - 

MOSFET per una 
tensione di bordo di 48 V 

(Fonte: Infineon) 


Mild ibrido 

L’obiettivo in termini di emissioni di CO, della EU 
per il 2020, di 95 g/km g/km per autoveicoli passeg¬ 
geri e di 147 g/km per veicoli commerciali leggeri, 
non potrà essere raggiunto solo adottando queste 
misure. Le emissioni di C0 2 potrebbero essere ri¬ 
dotte del 15 per cento circa con il recupero dell’ener¬ 
gia durante la frenata o la decelerazione senza di- 



Fig. 3 - Componenti di un alimentatore a 48 V per 
autoveicoli 


saccoppiamento, che poi potrà essere usata di nuovo 
per l’accelerazione. Questi accorgimenti sono utiliz¬ 
zati nei veicoli mild ibridi. L’uso di una batteria a 12 
V e di un motore/generatore più grandi nella catena 
di trasmissione non è possibile a causa della poten¬ 
za elevata e delle relative correnti, 
che sarebbero eccessive. La combi¬ 
nazione di un pilotaggio elettrico ad 
alta tensione con un motore a com¬ 
bustione non è una buona soluzione, 
per via del costo e della necessità di 
garantire la protezione contro l’alta 
tensione. Qui un’alternativa è data 
dagli appositi alimentatori a 48 V 
che consentono un’implementazio- 
ne relativamente economica delle 



Fig. 4 - Microcontrollore 
lockstep per applicazioni 
ASIL D (Fonte: Infineon) 


un modello mild ibrido. Questa tensione è 
appropriata anche per l’alimentazio- 
ne degli altri carichi elettrici che ri¬ 
chiedono una considerevole energia, 
come le ventole del radiatore, i com¬ 
pressori per l’aria condizionata, 
il riscaldamento supplemen¬ 
tare, la pompa dell’acqua e il 
servomotore dello sterzo. Anche 
il turbocompressore elettrico, le so¬ 
spensioni attive, i finestrini riscaldati, 
il riscaldamento dell’interno e i tendi¬ 
tori delle cinture di sicurezza possono 
sfruttare questa tensione di alimentazione. Inizial¬ 
mente lo schema a blocchi di un controllore a 48 V 
come quello ora descritto non è molto differente da 
quello del controllore a 12 V mostrato in figura 1. 
Ma la gamma dei componenti che possono essere 
alimentati direttamente dalla batteria a 48 V è at¬ 
tualmente molto limitata; i SiP non sono disponibili 
per questo valore di tensione e, di conseguenza, de¬ 
vono essere alimentati da un regolatore di tensione 
o completamente sostituiti da componenti discreti. 
Sebbene siano ancora pochi i tipi di regolatori di 
tensione e di sistemi di pilotaggio di motori per 
automotive attualmente disponibili sul mercato, 
i produttori stanno per immettere diversi compo¬ 
nenti sul mercato. A questo punto i solution provi¬ 
der, come Arrow, potranno aiutare gli utilizzatori 
a trovare la migliore soluzione possibile e generare 
i primi campioni di questi moduli in fase di proget¬ 
to, a volte anche molto prima che il prodotto appaia 
nel sito web del produttore. Un parametro di cui si 
dovrà tenere conto è la tensione massima cui pos¬ 
sono resistere i transceiver (in primo luogo i CAN) 
in una specifica applicazione. Oltre al valore mas¬ 
simo della tensione di alimentazione sopportabile è 
importante qui anche la massima tensione applica¬ 
bile sulle linee CAN. Relativamente 
estesa è la gamma dei MOSFET a 
48 V. In questo range di tensione i 
produttori utilizzano le tecnologie 
“current trench”. A parte i motor 
driver, il mercato offre ben poche al¬ 
ternative per i controllori. Ma anche 
in questo caso sono in fase di svilup¬ 
po nuovi componenti. Nella figura 2 
è riportato un MOSFET di produ¬ 
zione Infineon. 
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Nella realizzazione di alimentatori per autoveicoli 
con motore/generatore a 48 V si utilizzano anche 
altri componenti (Fig. 3), fra cui: 

■ Convertitori DC/DC 12 V/48 V con 
protezione di batteria inversa. 

• BMS (battery isolator & manage¬ 
ment) per batterie Li-Ion a 48 V. 

■ Controllore del motore e generato¬ 
re raddrizzatore per ca. 10 kW (DC/ 

AC). 

■ Interruttore e controllore del moto¬ 
re per i vari carichi. 

Da non dimenticare che la gestione 
della batteria richiede una misura 
molto precisa della tensione del¬ 
le singole celle; a questo scopo si usano moduli 
speciali. Sono necessari componenti esterni per il 
bilanciamento delle celle sia passivo (conversione 
di un carico eccessivo in calore) sia attivo (cari¬ 
care al massimo una cella che lo richiede). Tutte 
le altre funzioni sono realizzate principalmente 
mediante MOSFET in configurazione a ponte a 


singola fase o multifase controllati mediante gate 
driver. Spesso le singole funzioni degli alimenta¬ 
tori a 48 V per autoveicoli devono 
soddisfare i requisiti funzionali di 
sicurezza definiti dalla normativa 
ISO 26262 in accordo con i livelli 
ASIL A-D. Nelle applicazioni criti¬ 
che (ASIL C o D) si ricorre all’im- 
piego di microcontrollori speciali 
in combinazione, ove richiesto, con 
SBC fail-safe o con convertitori DC/ 
DC fail-safe (Figg. 4 e 5). 

Questo ulteriore alimentatore per 
autoveicoli sarà in grado di trasfor¬ 
mare parti di veicoli con tradizionali 
motori a combustione alle future richieste. Le au¬ 
tovetture di piccolo dimensioni e i veicoli elettrici 
non richiedono questo alimentatore. La durata di 
servizio di questi veicoli sul mercato dipenderà 
dai regolamenti istituzionali vigenti dopo il 2020. 
Il valore di C0 2 è solo una delle variabili in gioco: 
decisivo sarà il ciclo di misura. 



Fig. 5 - SBC failsafe 

(Fonte: NXP) 
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Schede mezzanino e FPGA, 
un rapporto sempre più stretto 

Crescono nel mercato embedded le “mezzanine card” che coniugano 
la flessibilità di progettazione possibile con queste soluzioni con la potenza 
disponibile nei “field-programmable gate array”. L’obiettivo è fornire maggior 
versatilità e potenza nelle applicazioni militari e non solo, anche quando 
si tratta di gestire grafica e svariati formati video 


Giorgio Fusari 


bedded hanno oggi l’esigenza di stare al passo 
con la continua introduzione nel mercato di nuovi 
standard di comunicazione I/O, in evoluzione in¬ 
cessante. E in questa prospettiva, l’adozione di di¬ 
spositivi come gli FPGA (field-programmable gate 
array) dà la possibilità ai progettisti di acquisire la 
flessibilità necessaria nello sviluppo di interfacce 
esterne per i propri sistemi, perché gli FPGA sono 
in grado di fornire un gran numero di I/O confi- 
gurabili, per arrivare a supportare una grande 
varietà di standard I/O altamente complessi. Una 
caratteristica degli FPGA è infatti essere riconfi- 
gurabili, quindi altamente adattabili alle modifi¬ 
che nei requisiti di I/O: ad esempio, questi disposi¬ 
tivi possono essere riconfigurati per implementare 
nuovi protocolli di comunicazione. Il problema è 
però che poi sulla scheda occorre sostituire i com¬ 
ponenti e connettori I/O fisici, realizzando la nuo¬ 
va circuiteria I/O, e ciò in sostanza significa dover 
modificare il progetto della scheda stessa. La mo¬ 
difica del design della scheda comporta di conse¬ 
guenza ulteriori investimenti in termini di costi, 
risorse di sviluppo e tempo richiesti per eseguire i 
cambiamenti rispetto al progetto originario. 

FMC e FMC+: gli standard per le baseboard 
con FPGA 

Proprio per evitare i problemi e i costi di progetta¬ 
zione associati alla modifica degli I/O di una sche¬ 
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da embedded, una soluzione molto interessante 
è costituita dalle schede mezzanino, oggi ampia¬ 
mente diffuse nel mercato, grazie alla loro facol¬ 
tà di aggiungere funzionalità specializzate a un 
sistema embedded. Infatti, potendosi connettere 
a una carrier card o baseboard, invece di essere 
inserite direttamente in un backplane, le schede 
mezzanino risultano facilmente intercambiabili, 
per dotare il sistema embedded della flessibilità 
necessaria a livello di configurazione e aggiorna¬ 
mento. 



La scheda mezzanino GM60 di Annapolis Micro Systems 


Negli anni sono state sviluppate schede mezzani¬ 
no secondo le specifiche degli standard PMC (PCI 
Mezzanine Card) e XMC (Switched Mezzanine 
Card). Questi ultimi, tuttavia, sono stati concepiti 
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soprattutto per adattarsi a soluzioni “generai pur- 
pose”, come i single board computer (SBC), e non 
alle baseboard con FPGA. Questo scenario tecnico 
problematico è arrivato a un punto di svolta nel 
2008, con la ratifica e il rilascio, da parte dell’AN¬ 
SI (American National standard institute) dello 
standard VITA 57 per schede mezzani¬ 
no FMC (FPGA Mezzanine Card). 

In sostanza, lo standard FMC serve a 
fornire una scheda mezzanino con form 
factor, connettori, e interfaccia modula¬ 
re standard verso un FPGA integrato 
su una baseboard (carrier board). Lo 
standard FMC rappresenta la soluzione 
per eliminare la complessità di proget¬ 
tazione degli I/O sulla baseboard con 
FPGA, perché li integra direttamente 
nella scheda mezzanino, e in tal modo 
è possibile mantenere l’interfaccia I/O 
fisicamente separata dal progetto che 
contiene il dispositivo FPGA. Quindi, 
quando in quest’ultimo si riconfigurano 
gli I/O, non occorre riprogettare gli I/O 
fisici sulla baseboard, ma è sufficiente cambiare 
la scheda mezzanino. Con l’adozione delle sche¬ 
de mezzanino e dello standard FMC diventa così 
possibile avere a disposizione un sistema pratico 
ed efficiente per la valutazione e lo sviluppo, che 
consente anche di progettare e implementare so¬ 
luzioni in produzione, riducendo i costi e i tempi 
di rilascio. 

Card FMC+ per applicazioni SWaP-C 

La successiva evoluzione dello standard FMC 
si è tradotta nella specifica FMC+ (VITA 57.4), 
che estende ulteriormente, dai 10 dello standard 
FMC, fino a 32, i link seriali ad alta velocità. 
FMC+ mantiene comunque una totale retrocom- 
patibilità con la precedente specifica FMC. 

Tra le novità lanciate di recente sul mercato 
nell’area dei prodotti FMC+, si può segnalare 
la scheda mezzanino FMC+ COTS (commercial 
off-the-shelf) WILD FMC+ GM60 ADC & DAC, 
introdotta lo scorso maggio da Annapolis Micro 
Systems, e in grado di integrare la tecnologia 
RF System-on-Chip (RFSoC) Zynq UltraScale+ 
di Xilinx. Il dispositivo RFSoC combina la ca¬ 
pacità di elaborazione del FPGA e i convertitori 
ADC e DAC in un singolo chip, che conferisce alla 
scheda GM60 caratteristiche notevoli, sottolinea 


Annapolis, in termini di densità di potenza e pre¬ 
stazioni. 

Il dispositivo RFSoC include una APU (applica¬ 
tion processing unit) ARM Cortex-A53 embedded 
multi-processore e una RPU (real-time processing 
unit) ARM. 


Sottolineando come Annapolis sia stata “la pri¬ 
ma azienda a utilizzare un RFSoC Xilinx in una 
scheda mezzanino COTS”, il CTO Noah Donal¬ 
dson ha anche aggiunto che “questo approccio con 
‘daughter card’ permette di ottenere la massima 
flessibilità d’uso, e performance significativamen¬ 
te più elevate, rispetto all’alternativa di integrare 
il dispositivo RFSoC direttamente in una basebo¬ 
ard”. La scheda GM60 è poi disponibile per l’uti¬ 
lizzo con le baseboard di Annapolis OpenVPX 3U 
Wildstar, le baseboard OpenVPX 6U, o le basebo¬ 
ard PCIe. Da precisare che le baseboard Wildstar 
adottano fino a tre FPGA ad alte prestazioni, 
in aggiunta al dispositivo RFSoC della scheda 
mezzanino GM60. Quest’ultima, precisa ancora 
Annapolis, è progettata per funzionare anche in 
modalità stand-alone, ed è indicata per applica¬ 
zioni SWaP-C (size, weight, power, and cost). In 
particolare, essendo una card ULL (ultra-low la- 
tency) a latenza ultra ridotta, GM60 è indicata 
per applicazioni HPC (high performance compu¬ 
ting) evolute, ed anche per utilizzi nei sistemi 
di guerra elettronica (EW - electronic warfare), 
come le tecniche evolute DRFM (digitai radio fre- 
quency memory), il beamforming, l’elaborazione 
di segnali radar, le comunicazioni wireless, l’ela¬ 
borazione dati dei sensori. 
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La board VP869, di Abaco Systems, integra due alloggiamenti FMC+ 
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La scheda mezzanino XMC M596 di Aitech Defence Systems 


Elaborazione dei segnali e gestione video 

Sempre alle applicazioni di EW, all’elaborazio¬ 
ne di segnali radar/sonar, ma anche alle radio 
software-defi ned (SDR - software-defined radio), 
al beamforming digitale evoluto, ai ricevitori/ 
trasmettitori digitali multi-canale e ai sistemi di 
comunicazione satellitare, è indirizzata la scheda 
VP869 annunciata a giugno da Abaco Systems: 
si tratta di una board di elaborazione ad alte pre¬ 
stazioni in formato OpenVPX 6U, dotata di FPGA. 
In particolare, la scheda integra due FPGA Xilinx 
UltraScale+ e un MPSoC (multiprocessor system- 
on-chip) Zynq-7000. In aggiunta, VP869 forni¬ 
sce anche due alloggiamenti industry standard 
FMC+, per abilitare I/O analogici ad alte presta¬ 
zioni, comunicazioni digitali o ingressi video. “I 
programmi militari e aerospaziali devono ottene¬ 
re le più recenti tecnologie I/O e di elaborazione 
del segnale - ha detto Pete Thompson, Vice Pre- 
sident, Product Management di Abaco Systems 
- e VP869 fornisce questi requisiti”. È di giugno 
anche l’introduzione, da parte di Aitech Defence 
Systems, della scheda mezzanino M596, un pro¬ 
dotto embedded per applicazioni video e grafica, di 
categoria “rugged” e in formato XMC. Utilizzando 
la GPU (graphics processing unit) AMD Radeon 
E8860, la scheda rugged M596, dichiara Aitech, 
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è in grado di catturare molteplici ingressi video 
e gestire fino a sei uscite video simultanee e in¬ 
dipendenti, in svariati formati. In sostanza, fon¬ 
dendo la GPU E8860 con risorse on-board aggiun¬ 
tive, come un FPGA opzionale, M596 è in grado 
di fornire una molto più ampia varietà d’interfac¬ 
ce I/O video, rispetto ad altri prodotti basati su 
E8860, specifica Aitech. Tra tali interfacce vi sono, 
ad esempio, canali output DVI, come anche input 
e output S-Video e STANAG 3350; inoltre, per i 
sistemi legacy con tecnologie display più datate, 
M596 è anche in grado di gestire display con in¬ 
gresso video composito (NTSC, PAL). Il dispositivo 
FPGA opzionale fornisce anche condizionamento 
del segnale, compressione e funzionalità grafiche 
(overlay/underlay) aggiuntive. “Con l’incremento 
del numero e delle tipologie di flussi di video e gra¬ 
fica disponibili - ha detto Emil Kheyfets, Director 
ofM&A Product Management di Aitech - i sistemi 
embedded necessitano di metodi che non solo ge¬ 
stiscano meglio i dati, ma che riescano davvero a 
renderli più utili, trasmettendo più informazioni 
all’utente finale. Essere in grado di gestire mol¬ 
teplici stream in differenti formati significa che 
un sistema può fornire ‘insight’ più significativi”. 
Caratteristiche queste che vanno poi a migliorare 
i dati a supporto della missione. 
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Controllo in reai time 
su processori multi-core: 
il ruolo del sistema operativo 

Le architetture dei sistemi operativi non sono state progettate 

per garantire la sicurezza quando utilizzati nei moderni processori multi-core, 

per cui è necessario adottare un nuovo approccio 
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■ er i progettisti impegnati nello sviluppo 
di software real-time embedded, la rapida dif¬ 
fusione dei processori multi-core nel progetto di 
sistemi ha quasi inevitabilmente comportato l’in¬ 
sorgere di alcune problematiche. Ad esempio, è 
necessario preoccuparsi di aver perso l’essenza 
(ovvero la parte più importante) del controllo re- 
al-time nel tentativo di disporre di una maggiore 
potenza di elaborazione o di ridurre dimensioni, 
peso e potenza (SWaP - Size, Weight and Power)? 
Agli sviluppatori viene chiesto di consolidare un 
numero sempre maggiore di applicazioni e servizi 
con diversi gradi di criticità a livello di sistema su 
più core sfruttando il sistema operativo (che mol¬ 
to spesso è Linux), lasciando a quest’ultimo l’one¬ 
re di gestire le complessità legate al controllo in 
tempo reale. In questo modo si vengono a creare 
nuovi problemi non previsti che si manifestano 
una volta che i sistemi sono stati consegnati. 

Il problema della sicurezza 

Il problema, abbastanza ovvio ma che solita¬ 
mente è minimizzato, è la sicurezza (Fig. 1). Le 
applicazioni sempre più spesso, dipendono dal 
collegamento ad altri sistemi, spesso sfruttando 
Internet. Questo è un vettore di attacco partico¬ 
larmente aggressivo dal quale è necessario di- 


EMBEDDED 71 • FEBBRAIO • 2019 


fendersi. Il problema è rappresentato dal fatto 
che non è possibile sapere cosa sta succedendo 
nelle miriadi di thread che Linux sta eseguendo. 
E quindi possibile affermare che i sistemi sono 
sicuri “by design” (o, in altre parole che la sicu¬ 
rezza è stata presa in considerazione durante la 
progettazione e lo sviluppo del codice)? 0 avere 
una piena fiducia per quanto riguarda il sistema 
operativo? In un mondo sempre più connesso la 
risposta è chiaramente negativa, e per i proget¬ 
tisti di sistemi di controllo lo è sempre stata. Nel 
contempo è necessario riutilizzare codice legacy 
del quale si hanno scarse notizie riguardanti la 
sua provenienza e integrare il tutto in un proces¬ 
sore multi-core. Potrebbe sembrare un problema 
quasi impossibile da risolvere, ma fortunata¬ 
mente non lo è. Esistono svariati modo per trarre 
vantaggio da un approccio basato su sistemi mul¬ 
ti-core, ma non attraverso un sistema operativo. 
Relativamente al sistema operativo, il proble¬ 
ma nasce dal fatto che poiché i suoi servizi sono 
ora estesi su più core, non è più in grado di ga¬ 
rantire a uno dei principi fondamentali per la 
realizzazione di sistemi sicuri, ovvero il princi¬ 
pio del minimo privilegio (least privilege). Esso 
in sintesi afferma che “ogni modulo deve avere 
accesso solamente alle informazioni necessarie 
per svolgere il proprio lavoro”. La maggior parte 
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degli attacchi diretti contro il sistema operativo 
utilizza il cosiddetto “sorpasso delle autorizzazio¬ 
ni” (privilege escalation) che sfrutta un errore o 
una falla di un sistema operativo, sia che si tratti 
o meno di un sistema multi-core. Nel caso di un 
sistema operativo di un sistema multi-core su cui 
girano più applicazioni distinte, ogni applicazio¬ 
ni che viene attaccata mediante exploit (ovvero 
piccoli programmi che appunto individuano e 
sfruttano falle nella sicurezza) si trasforma in un 


vettore d’attacco per l’intero sistema e ogni alta 
applicazione diventa in tal modo a rischio. Da qui 
la necessità di ripensare le conseguenze a livel¬ 
lo di sistema del “sorpasso delle autorizzazioni”, 
specialmente nel caso di sistemi di controllo reai 
time non presidiati e in particolar modo per siste¬ 
mi consolidati che utilizzano multi-core. 

Alcuni hacker utilizzano attacchi di tipo “side 
channel” (ovvero condotti mediante canali latera¬ 
li) che in qualche caso, come ad esempio Meltdown 
e Spectre, sfruttano errori nella progettazione 
hardware relativi all’ottimizzazione dei multi- 
core per accedere direttamente alla memoria e 
leggere i dati contenuti senza ricorrere ad alcun 
privilegio. A questo punto è utile chiedersi se i 
progettisti di processori hanno previsto queste 
problematiche e operato in modo da semplificare 
il lavoro degli sviluppatori software affrontando 
e cercando di risolvere tali problematiche adot¬ 


tando consolidate procedure di progettazione 
sicura. La risposta è affermativa ma a questo 
punto è utile sottolineare che è necessario preve¬ 
dere l’uso di alcune nuove tecnologie disponibili 
sui multi-core e gestite in modo da affrontare le 
problematiche appena esposte e non a livello di 
sistema operativo. Questi problemi sono affron¬ 
tati in primo luogo in questi settori di mercato 
dove la sicurezza è più una questione legata alla 
salvaguardia (safety) che non alla riservatezza 
dei dati. Quando vi sono vite in 
gioco — e le conseguenti impli¬ 
cazioni legali — è indispensabile 
focalizzarsi sull’obiettivo. Se la 
sicurezza informatica non è sta¬ 
ta tenuta in considerazione in 
fase di progetto un sistema con¬ 
nesso non può essere certificato 
come sicuro. Sono due i settori 
più attivamente impegnati nel¬ 
la ricerca di soluzioni a questo 
problema, grazie alle quali po¬ 
tranno adottare in modo sicuro 
ed economico un approccio ba¬ 
sato sui multi-core e conseguire 
quindi i loro obiettivi in termini 
di SWaP e riutilizzo del codi¬ 
ce: automotive e avionica. Vi è 
inoltre un altro mercato emer¬ 
gente, quello dell’Air Mobility 
(macchine volanti e PAR - Per¬ 
sonal Air Vehicle) che sta guardando con molto 
interesse a questi requisiti. In ambito automoti¬ 
ve, l’evoluzione da Autosar ad Adaptive Autosar 
ha permesso l’uso e l’integrazione sicuri di un nu¬ 
mero maggiore di applicazioni che sfruttano più 
funzionalità del sistema operativo. Nel settore 
avionico è in atto il passaggio verso la seconda 
generazione di sistemi IMA (Integrated Modu¬ 
lar Avionics) che si prefigge lo scopo di adottare 
un approccio multi-core al fine di conseguire gli 
obiettivi prefissati in termini di SWaP: a questo 
proposito è utile ricordare che l’integrazione re¬ 
alizzata su un singolo core impone requisiti più 
severi per quel che riguarda la sicurezza infor¬ 
matica. L’isolamento fisico in unità associate non 
è più una risorsa disponibile per l’architetto di 
sistema, ma i progettisti di processori multi-core 
possono fornire i tool che permettono di consegui¬ 
re risultati del tutto equivalenti. 
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Fig. 1 - Dopo la scoperta di vulnerabilità come Meltdown e Spectre, 
la sicurezza “by-design” è un aspetto molto spesso sottovalutato ma da tenere 
nella massima considerazione 
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Fig. 2 - Per la sicurezza è necessario adottare un approccio basata sul “least privilege”: nella figura è riportato 
un confronto con LynxSecure di Lynx Software Technologies 


I vantaggi della virtualizzazione 

Lo strumento comunemente utilizzato dagli svi¬ 
luppatori di software di sistema per proteggersi 
dalle conseguenze del “sorpasso delle autorizza¬ 
zioni” e difendersi contro gli attacchi condotti at¬ 
traverso canali laterali anche quando sono frutto 
di un errore nella progettazione di un sistema 
multi-core è la virtualizzazione. Quest’ultima 
non solo viene utilizzata per consentire l’hosting 
di più sistemi operativi diversi, ma anche come 
una tecnologia di sicurezza. Se utilizzata in ma¬ 
niera corretta, la virtualizzazione mette a dispo¬ 
sizione uno degli altri blocchi che costituiscono la 
base per la progettazione di un sistema sicuro. Si 
tratta della separazione, grazie alla quale è pos¬ 
sibile assicurare un isolamento sicuro per quei 
sistemi operativi ospiti che consentono il riuti¬ 
lizzo del codice per lo sviluppo dei sistemi della 
prossima generazione. Alla domanda se tutti gli 
hypervisor e i VMM (Virtual Machine Manager) 
sono in grado di garantire questo livello di sicu¬ 
rezza, la risposta è sicuramente negativa (Fig. 
2). La maggior parte di questi sono basati su un 
kernel o su un sistema operativo e quindi posso¬ 
no essere soggetti a problemi di “sorpasso delle 
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autorizzazioni” o, peggio ancora, vittime di attac¬ 
chi di tipo “side channel” del tipo di Meltdown e 
Spectre. Questa è una dimostrazione del princi¬ 
pale difetto di progettazione insito in una solu¬ 
zione di virtualizzazione basata sul sistema ope¬ 
rativo. Un difetto di questo tipo non può essere 
tollerato nei sistemi per i quali sono in gioco vite 
umane. Il problema ora non riguarda solamente 
la sicurezza. La privacy e la riservatezza dei dati 
che ogni sistema collegato a Internet o comunque 
a reti pubblice e non, è diventato un problema 
di enorme importanza a partire dal 25 maggio 
2018. Le aziende che non rispettano le norme re¬ 
lative alla protezione dei dati personali rischiano 
multe che possono arrivare al 4% del fatturato 
(non dell’utile) globale. Le nuove regole (GDPR - 
General Data Protection Regulation) rafforzano 
la necessità contemplare la sicurezza già nella 
fase di progettazione come supporto alla riser¬ 
vatezza dei dati (la quale a sua sua volta deve 
già essere contemplata in fase di design). Tutto 
ciò ha perfettamente senso, in considerazione del 
fatto che le tecnologie digitali sono destinate ad 
avere un’importanza sempre maggiore nella vita 
quotidiana. Il sistema operativo riveste un ruolo 
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certamente importante come piattaforma di svi¬ 
luppo di applicazioni portatili, ma ha evidenziato 
le proprie carenze quanto viene proposto come 
soluzione affidabile per gestire la fusione di più 
funzionalità su core ad elevato grado di inte¬ 
grazione che condividono memoria, cache a I/O, 
come testimoniato su base quasi giornaliera dalle 
notizie relative ad attacchi condotti da hacker o 
al furto di dati. 

Un approccio su più fronti 

In definitiva, la soluzione deve tener contro di pa¬ 
recchi fattori: 

- sfruttare al meglio le funzionalità fornite dai 
costruttori di processori multi-core; 

- limitare l’impatto del “sorpasso delle autoriz¬ 
zazioni” per rimanere all’interno dell’ambiente 
della piattaforma applicativa che non è stato in 
grado di resistere all’attacco degli hacker; 

- prevedere una funzionalità della piattaforma 
immune al “sorpasso delle autorizzazioni”; 


- fornire il modulo supportato dall’hardware (si¬ 
stema operativo, servizio o applicazione “bare 
metal” o unikernel) per la separazione sicura che 
questi multi-core mettono a disposizione. 

Questa soluzione non è un sistema operativo e 
neppure un micro-kernel, ma un kernel di sepa¬ 
razione multi-core in cui la parola kernel riflette 
la necessità di supportare lo sviluppo di servizi di 
sistema isolati in modo sicuro, così come sistemi 
operativi ospiti. Il kernel di separazione multi- 
core è un insieme di servizi di ridotte dimensioni 
realizzato “ad hoc” che utilizza “hypercall” per 
consentire ai moduli virtualizzati (sistemi opera¬ 
tivi, RTOS, applicazioni di tipo “bare metal”) di 
girare in modo sicuro sulla cima con risorse har¬ 
dware dedicate e separate in modo sicuro. 

In definitiva, per lo sviluppo di applicazioni è pos¬ 
sibile continuare a utilizzare il sistema operativo o 
il codice legacy favoriti, con l’avvertenza di isolarli 
per proteggerli mediante la separazione virtualiz- 
zata quando girano su processori multi-core. 
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Le tecnologie open source come Linux non sono inerentemente sicure 
contro il tipo di minacce presenti in un ambiente SAPR, ma offrono numerosi 
vantaggi allineati a una filosofia OSA 
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L o spazio aereo commerciale sta diventan¬ 
do sempre più regolamentato: non alla quota di 
10.000 metri dove volano le compagnie aeree, 
ma nello spazio direttamente sopra le nostre te¬ 
ste. È la conseguenza dell’incredibile e tuttora 
crescente popolarità dei droni. Esiste ovviamen¬ 
te un’enorme differenza tra i droni che usiamo 
nel tempo libero e i sistemi a pilotaggio remoto 
(SAPR) adottati nei settori aerospaziale e della 
difesa, ma in entrambi i casi la loro diffusione è 
pressoché contagiosa. 

La riduzione dei prezzi dei droni a uso ricreati¬ 
vo ne ha favorito la diffusione; allo stesso modo, 
anche i costi per lo sviluppo e la manutenzione 
di aeromobili non pilotati commerciali devono 
diminuire affinché questi sistemi possano con¬ 
cretizzare tutte le loro potenzialità. Una strate¬ 
gia per poter ridurre i costi è quella di adottare 
una Open Systems Architecture (OSA), accorgi¬ 
mento che dà vita a uno scenario maggiormente 
competitivo modularizzando i sistemi per mezzo 
di framework hardware e software tra loro stra¬ 
tificati. 

L’intenzione è scomporre sistemi complessi in 
servizi definiti in grado d’interoperare tra loro, 
consentendo così a un maggior numero di for¬ 
nitori di competere a parità di condizioni. Il Di¬ 
partimento statunitense della Difesa (DoD) sup¬ 
porta l’approccio OSA, non ultimo perché esso 
consente la rapida migrazione di tecnologia tra 
piattaforme SAPR differenti. 
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Sicurezza end-to-end 

A differenza dei droni di fascia consumer, un 
SAPR commerciale ha bisogno di un’attenzione 
supplementare nei confronti della sicurezza in 
ciascun punto del sistema. Questo aspetto ruota 
intorno alle comunicazioni tra il velivolo, il suo 
controller (in genere remoto) e il payload (che 
può avere svariate funzioni mission-critical, 
come ad esempio la sorveglianza). 

Poiché si tratta di un sistema distribuito connes¬ 
so in rete, occorre inoltre proteggerlo da poten¬ 
ziali attaccanti che cerchino di ottenere accesso 
al controller e/o alle comunicazioni allo scopo di 
compromettere SAPR o payload. 

Le stazioni di controllo a terra che si spostano 
verso l’approccio OSA utilizzano servizi pubbli¬ 
cati per i SAPR, contenenti dati operativi, insie¬ 
me con quelli per il payload, comprensivi di dati 
ISR (intelligence, sorveglianza e ricognizione). 
La stazione di terra è connessa ad altri sistemi, 
potenzialmente basati su cloud, il che aumenta 
il livello di minaccia alla sicurezza in una topo¬ 
logia di rete che può vedere gli asset aggiunti o 
rimossi nel corso della propria vita utile operati¬ 
va. Tutto questo non fa che aumentare la neces¬ 
sità di sicurezza end-to-end. 

Come mostra la figura 1, la sicurezza inizia al 
momento del boot con una “root of trust” che si 
estende per tutto il sistema in modo da assicu¬ 
rare che vengano eseguiti codice, payload e co¬ 
municazioni di natura fidata. Perché il software 
possa garantire la propria conformità a questa 
catena di fiducia e la rispetti, esso dovrebbe con¬ 
tenere diverse funzionalità dedicate. La prima 
di queste è la verifica delle firme digitali, che 
normalmente avviene usando uno standard di 
crittografia a chiave pubblica come X.509 ITU- 
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Fig. 1 - Sicurezza end-to-end in un SAPR 


T, così da assicurare il funzionamento solo di 
codice autorizzato. La crittografia fornisce certi¬ 
ficati e chiavi di root per l’autenticazione. Il soft¬ 
ware dovrebbe quindi supportare la capacità di 
cifrare e decifrare dati, come Secure Socket La- 
yer (SSL), utile per rilevare eventuale malwa- 
re applicato a dati cifrati. Ulteriore supporto di 
interfacce come IPsec e Internet Key Exchan¬ 
ge possono fornire una sicurezza avanzata alle 
comunicazioni di rete, mentre container cifrati 
mediante AES possono garantire protezione ai 
dati inattivi. 

Dovrebbe essere presente anche un sistema cen¬ 
tralizzato e unificato per la gestione degli utenti 
che tenga sotto controllo le attività di runtime 
limitando l’accesso alle aree del sistema sola¬ 
mente agli utenti autorizzati. Ciò dovrebbe es¬ 
sere completato da funzioni di logging e auditing 
che consentano agli amministratori di verificare 
a quali parti del sistema vi siano stati accessi, 
quando e da parte di chi. Infine, la capacità di 
integrare in modo sicuro ulteriori servizi forniti 
da terze parti può estendere le funzionalità di 
sicurezza in direzione di discipline come l’analisi 
dei contenuti o l’intelligence sulle minacce. 

Un 05 sicuro 

Le tecnologie open source come Linux non sono 
inerentemente sicure contro il tipo di minacce 
presenti in un ambiente SAPR, ma offrono nu¬ 


Tabella 1 - Le funzionalità di sicurezza offerte da VxWorks 


merosi vantaggi allineati a una filosofia OSA. 
Tuttavia, è possibile affrontare la questione del¬ 
la sicurezza optando per una piattaforma dotata 
di kernel hardened. 

Un kernel Linux hardened include caratteristi¬ 
che come grsecurity e la patch PaX, oltre a misu¬ 
re come Address Space Layout Randomization 
(ASLR) e la sanitizzazione della memoria. Que¬ 
ste sono funzionalità importanti sulle quali vale 
la pena soffermarsi. 

Grsecurity è un pacchetto sviluppato e mante¬ 
nuto da Open Source Security Ine. che in¬ 
troduce miglioramenti alla sicurezza del kernel 
Linux. Questi miglioramenti implementano una 
difesa contro le minacce imponendo il controllo 
sugli accessi ed evitando che la memoria possa 
corrompersi. Il pacchetto comprende anche la 
patch PaX, che protegge dati e codice residenti 
in spazi di memoria etichettando principalmen¬ 
te i dati come non eseguibili e i programmi come 
non scrivibili. ASLR, o Address Space Layout 
Randomization, è una soluzione creata dal pro¬ 
getto PaX sotto forma di patch per Linux e ora 
presente in molti dei principali sistemi operati¬ 
vi. Il suo scopo è quello di creare imprevedibilità 
negli spazi di indirizzamento così da rendere più 
difficile per un attaccante la possibilità di trovare 
specifici processi all’interno della memoria. Que¬ 
sto significa che il tentativo di eseguire un proces¬ 
so dall’indirizzo sbagliato porterà a un crash del 
sistema anziché all’esecuzione di codice 
spurio. Anche l’aggiunta di opzioni per 
la sicurezza del core o della piattafor¬ 
ma che ricorrono alla protezione dagli 
eventi di buffer overflow in runtime può 
essere usata per bloccare, monitorare 
e verificare un sistema fornendo agli 
amministratori un superiore livello di 
controllo. Tutte queste misure si tro¬ 
vano implementate alfinterno di Wind 
River Linux. Inoltre le funzionalità di 
sicurezza di VxWorks sono riepilogate 
nella Tabella 1 qui a fianco. 
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Fig. 2 - La simulazione di un intero sistema mediante Simics 

Test per tutto il ciclo di vita 

La ferocia degli attacchi sta aumentando, dal 
malware in generale fino all’utilizzo gratuito di 
vulnerabilità zero-day, culminando nella diffu¬ 
sione di minacce Advanced Persistent Threat. È 
dunque chiaro che il test continuativo delle mi¬ 
sure di sicurezza presenti in un SAPR è tanto 
importante quanto la loro implementazione. 

In genere i test valutano la capacità di un si¬ 
stema nel resistere ad attacchi simulati, un 
processo che può fornire agli sviluppatori dati 
preziosissimi. Scalando il livello dei test su un 
intero team per coinvolgere sviluppatori, main- 
tainer, tester e ricercatori, tali dati possono es¬ 
sere accumulati in modo rapido ed efficace. Un 
modo per far crescere questo processo è quello di 
utilizzare hardware virtualizzato per dare vita 
a un gemello digitale, anziché affidarsi alla di¬ 
sponibilità del sistema effettivo. 

L’uso di un gemello digitale per simulare il SAPR 
fornisce un approccio metodico per identificare e 
comprendere le potenziali vulnerabilità a ogni 
livello, dal singolo processore fino all’intera rete. 

Il sistema permette per esempio di richiamare 
e replicare le condizioni di guasto su molteplici 
piattaforme virtuali consentendo a un maggior 
numero di persone di lavorare contemporanea¬ 
mente sul problema tutte le volte che occorre. 
Eseguire i test in un ambiente virtualizzato 
supporta anche l’impiego di tecniche approvate 


come l’esecuzione passo-passo, e dal momento 
che l’intero sistema è virtuale non vi sono aree 
inaccessibili: qualsiasi aspetto del sistema è di¬ 
sponibile all’esame e all’analisi. 

In qualsiasi momento è possibile simulare un 
guasto e introdurlo nel sistema, permettendo 
ai tecnici di eseguire i test con il minor numero 
di variabili possibile. Questo grado di visibilità 
fornisce anche maggiori insight nella fase dello 
sviluppo dedicata al debugging, il che è perfetto 
quando si scrive codice a basso livello, driver e 
altro firmware. Simics è il simulatore di sistema 
di Wind River che offre agli sviluppatori l’acces¬ 
so a un ambiente virtuale contenente un intero 
sistema (Fig. 2). 

Lo sviluppo di sistemi a pilotaggio remoto ri¬ 
chiede grande attenzione nei confronti della si¬ 
curezza, ma non si tratta semplicemente di una 
sfida tecnica: occorre infatti un approccio che sia 
soprattutto economico. Ciò sposta l’attenzione 
verso la Open Systems Architecture e gli stan¬ 
dard aperti, che tuttavia potrebbero fornire in 
effetti maggiori mezzi, motivazioni e opportuni¬ 
tà agli autori di potenziali minacce. 

Riconciliare queste due forze opposte richiede so¬ 
luzioni che tengano conto di entrambe costruen¬ 
do un kernel software robusto e sicuro supportato 
dai tool necessari a sviluppare sistemi altamente 
sicuri. Wind River si trova nella posizione ideale 
per rispondere a questa esigenza. 
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Sensori di temperatura digitali con un'accuratezza di ±0,1 °C 

Texas Instruments (TI) ha presentato una nuova gamma di sensori di temperatura carat¬ 
terizzati da un'accuratezza di ±0,1 °C su un ampio intervallo di temperature. 

TMP1 1 7 è un sensore di temperatura a chip singolo che fornisce una lettura diretta, senza 
ulteriori linearizzazioni o errori di acquisizione, e misura la temperatura in modo accurato 
su un ampio intervallo. 

Questo sensore consuma fino al 95% in meno di energia rispetto a un tipico sistema di 
misurazione RTD, consentendo ai progettisti di rientrare nei limitati budget energetici dei 
trasmettitori di campo o delle applicazioni alimentate a batteria. 

TMP1 1 7M, invece, è un sensore di temperatura digitale per applicazioni mediche che for¬ 
nisce un'accuratezza di ±0,1 °C da 30 °C a 45 °C e supporta i requisiti ASTM (American 
Society for Testing and Materials) E1 11 2 e ISO 80601 per i termometri paziente. TMP1 17 
e TMP1 17M sono compatibili con le interfacce I2C e SMBus e riducono sensibilmente i 
tempi di progettazione, layout e simulazione, oltre a velocizzare il time to market. 


I nuovi alimentatori desktop da 85 W e 120 W 

XP Power ha ampliato la sua offerta di alimentatori con una nuova serie 
di unità desktop ad alfa efficienza a singola uscita e potenze da 85 e 1 20 
Watt. 

La serie ALM85 ha quattro modelli con tensioni in uscita di 1 2 V/6,67 A, 15 
V/5,33 A, 19 V/4,47 A o 24 V/3,54 A, mentre per quella ALMI 20 le usci¬ 
te sono a 1 2 V/l 0 A, 15 V/8 A, 19 V/6,32 A o 24 V/5 A. Tutti i modelli 
sono regolati e possono lavorare con un range di temperature di funzionamen¬ 
to da 0 °C a +60 °C senza derating della potenza in uscita fino a +40 °C. 

I modelli sono disponibili anche nelle versioni in Classe I e Classe II, offrendo 
ai progettisti differenti scelte per la messa a terra in ingresso, 
la serie ALM ha anche certificazioni di sicurezza medicale e ITE, rivolte alle 
applicazioni IT, industriali e sanitarie, inoltre è conforme con lo standard per i 
test EMC 4 S edizione per dispositivi medicali. 

Gli alimentatori della serie ALM sono adatti per l'utilizzo in una vasta gamma 
di settori, tra cui l'automazione e il controllo di processo, la strumentazione, le 
applicazioni di broadcast, comunicazione e medicali. 





I frame grabber Xtium2 

Teledyne DALSA, una società di Teledyne Technologies, ha presentato una famiglia 
di frame grabber di nuova generazione a elevate prestazioni per l'acquisizione di immagini. 
La nuova serie, inizialmente composta da due modelli si chiama Xtium2 e supporta la 
piattaforma PCIe Gen3 (è previsto il supporto anche per altre interfacce come 
quelle CoaXPress 2.0 e Camera Link). 

Il primo modello, siglato Xtium2-CLHS PX8, dispone di 7 linee a 10 Gbit/s 
che utilizzano il protocollo CLHS X e può fornire una larghezza di banda per 
i trasferimenti host superiore a 6,8 Gbyte/s. Questo modello supporta un 
connettore CX4 e cavi AOC in fibra che possono raggiungere una lunghezza 
superiore a 1 5 metri. 

Xtium2-CLHS FX8, invece, è una soluzione scalabile che supporta fino a quattro mo¬ 
duli SPF+ bidirezionali in grado di fornire fino a 4,0 GByte/s per l'acquisizione delle 
immagini e una velocità di trasferimento host fino a 6,8 GByte/s. Il modulo SPF+ a basso 
costo e i cavi in fibra ottica consentono di estendere la lunghezza del cavo fino a 1 00 metri. 
Inoltre, Xtium2-CLFdS FX8 è in grado di supportare più fotocamere CLHS indipendenti. 
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Presentato un modulo RF da 250 W a doppio stadio 

BPC2425M9X2S250-1 è la sigla di un nuovo modulo di potenza RF da 250 W a doppio 
stadio in tecnologia LDMOS realizzato da Ampleon. 

Questo componente è stato progettato per applicazioni che richiedono un'elevata potenza 
continua (CW-Continuous Wave) operanti nella banda ISMcompresa tra 2.400 
e 2.500 MHz. Il nuovo modulo di potenza di Ampleon misura 72 x 34 mm e inte¬ 
gra un sensore di temperatura, per semplificare il monitoraggio e il controllo della 
sua temperatura, e usa una scheda multistrato con dissipatore di calore integrato. 
Il modulo prevede, inoltre, l'adattamento a 50 Ohm tra ingresso e uscita per sem¬ 
plificare il processo di integrazione, eliminando la necessità di ulteriori regolazioni 
o l'aggiunta di componenti esterni per l'adattamento. Quando opera a partire da 
un'alimentazione di 32 VDC, il modulo è caratterizzato da un'uscita di picco di 
290 W e 300 W, a seconda della modalità e un'efficienza rispettivamente del 
59% e del 61 %, mentre il guadagno risulta pari a 31 dB. Tra le applicazioni tipiche si possono 
annoverare sistemi di asciugatura e riscaldamento industriale, apparecchi di illuminazione al 
plasma e forni di cottura che utilizzano dispositivi a stato solido. 

I nuovi connettori circolari per ambienti difficili 

Harwin ha annunciato la serie Vivern, una nuova linea di connettori circolari per sensori 
capaci di operare negli ambienti più difficili. Disponibili in formato a 10 contatti con passo 
di 1,45 mm e configurazioni cavo-cavo e cavo-scheda, queste soluzioni 
di interconnessione hanno un diametro di 10,6 mm e sono realizzate in 
lega di rame con placcatura in oro. I connettori Vivern possono traspor¬ 
tare una corrente nominale di 2 A per contatto e hanno una resistenza di 
isolamento superiore a 1 GQ. Progettati per l'utilizzo con cavi di rete di 
diametro pari a 24 AWG e 26 AWG, sono disponibili con alloggiamento 
sigillato e grado di protezione IP67 per contrastare l'ingresso di liquidi. 
Questi connettori permettono di completare un minimo 1.000 cicli di ac¬ 
coppiamento e operare nell'intervallo di temperatura compreso tra -65 °C 
e +150 °C. Sono particolarmente adatti all'uso in applicazioni automotive 
ad alte prestazioni (come per esempio sport motoristici), oltre che in altre 
applicazioni dove sono previsti impatti di notevole entità e pesi e ingombri 
rappresentano elementi critici (tra cui avionica e robotica). 


Cinque nuove modelli GENESYS+ da 5 kW 1 U 

TDK Corporation ha ampliato la gamma di alimentatori DC programmabili TDK-Lambda 
GENESYS+ da 5 kW con cinque nuovi modelli. Le nuove versioni sono in grado di fornire 
0-40 V/1 25 A, 0-60 V/85 A, 0-80 V/65 A, 0-100 V/50 A e 0-150 V/34 A con moda¬ 
lità operative in tensione costante, corrente costante e potenza costante. Le 
unità possono essere configurate con ingressi tre fasi da 170 a 265 Vac, 
da 342 a 460 Vac oppure da 342 a 528 Vac. Si possono collegare fino 
a quattro unità in parallelo e il sistema avanzato master/slave permette 
di avere caratteristiche come la risposta dinamica per il carico e ripple e 
noise paragonabili a quelle di un alimentatori singolo. Queste nuove unità 
consentono alla serie GENESYS+ di rispondere alle esigenze di alimenta¬ 
zione da 0-10 V/500 A a 0-600 V/8.5 A. Gli alimentatori GENESYS+ 
sono destinati ad applicazioni dove occorre una elevata densità di po¬ 
tenza e condividono lo chassis rack da 19" da 1 U e il peso di 7 kg. La 
garanzia offerta è di cinque anni. 
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